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Priif-und Messtechnik ist wertschopfend

Alle Beteiligten in der Wertschépfungskette sind bestens organisiert, haben die
Prozesse im Griff und liefern somit beste Qualitét zur vollsten Zufriedenheit der Kunden.
Wéren in diesem Szenario die Ausgaben fiir Priif- und Messtechnik lastige Kosten,
die nicht zur Wertschépfung beitragen? Nein, selbst hier nicht — zumindest bei richtig
verstandenem Qualitétsmanagement nicht. Nicht umsonst sieht die ISO9001 fiir alle
Abléufe und Prozesse entsprechende Uberpriifungen vor. Das Ziel: Bereits im Ansatz,
an der Quelle die Abweichung aufspliren und korrigierend eingreifen.

Die Méglichkeiten der Mess- und Priiftechnik in der Herstellungskette eines elektronischen
artin Zaof Produkts sind h.eute' als bekannt vorauszus_etzeq. Neben dem Entwicklungstest m[t Umwe/t
Vorstand 5 o und Zuverléssigkeit steht in der Produktion eine ganze Palette von Testmdglichkeiten
MTQ Testsolutions AG zur Verfligung. Nach allen wesentlichen Produktionsschritten kann getestet werden:

Pastencheck, optische Inspektion oder mit Réntgenstrahlen, Incircuit-Test, visuelle
Priifung und Funktionstests. Menschen machen Fehler, in Fertigungsprozessen kommt
es zu Abweichungen, Lieferanten verursachen Qualitétsprobleme — die Risiken reichen
vom Imageschaden (iber Konventionalstrafen bis hin zu ruinésen Rlickrufaktionen.
Qualitatssicherung ist schon deshalb wertschdpfend, weil es die Vernichtung von
Werten verhindert.

In der Praxis, bei den konkreten Investitionsentscheidungen zur Priiftechnik aber
werden die oben genannten Fakten oft vergessen. Man testet, weil man muss, mit
scheinbar méglichst geringem Aufwand. Die Folgen: Insellésungen aus einzelnen
Messsystemen mit selbst entwickelter Software, jede Automatisierung ein einzelnes
Projekt, fehlende Flexibilitét.

Erfolgreiche Organisationen setzen Priiftechnik bewusst ein und optimieren so
die Ergebnisse und die Ablédufe. Sie sehen die Aufwendungen fiir die Priifung der
Wirksamkeit von Abléufen nicht als Kosten, sondern als Investition in Produktqualitat,
Effizienz und maximale Ausbeute. Fehler sollen nicht rausgetestet, sondern verhindert
werden. Die Kosten der Priiftechnik werden strategisch betrachtet: nicht nur als Mittel
der Risikominimierung, sondern zur Prozessoptimierung.

Die Mess- und Priiftechnik muss sich sténdig mit neuesten Technologien
auseinandersetzen. Der Anspruch an erfahrenes, gut ausgebildetes Personal in der
Priiftechnik ist entsprechend hoch. Angesichts des Mangels an diesen Fachleuten
(und ihrer Kosten) ist es unsinnig, dass in der Praxis Testingenieure ihre Zeit auf die
individuelle Entwicklung und Betreuung eigener Testsystem-Software verwenden (selbst
wenn sie es kbnnen). Besser ist es, wenn sich diese Experten auf deren Anwendung
in Testverfahren fokussieren und sich um die Produktqualitit kiimmern. Ein Weg
dahin: Software standardisieren, automatisieren und (bergreifend managen. So wird
die Software Teil des Plan-Do-Check-Act-Zyklus, der brauchbare Riickmeldungen
fir unternehmerische Entscheidungen liefert. Setzt man die Priiftechnik richtig und
kompromisslos ein, wird das Management einen zeitnahen Einblick in die Performance
der Organisation erhalten und Optimierungspotenziale erkennen.

Gerade am Produktionsstandort Deutschland sollte Mess- und Priiftechnik als
strategische Investition verstanden werden. Testabteilung und Qualitétssicherung
verdienen als zentrales Bindeglied in den Prozessen dieselbe Aufmerksamkeit und
Wertschétzung durch die Geschéftsleitung, wie sie Entwicklung und Fertigung ganz
selbstversténdlich geniel3en.

Martin Zapf, Vorstand der MTQ Testsolutions AG
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Effektive Produktkontrolle

Polytec bietet jetzt fir alle seine NIR- und SWIR-
Spektrometer Multichannel-Betrieb an. Die
Multiplexer bieten zwei bis neun Kanale und
lassen damit ebenso viele Messkdpfe an frei
wahbaren Stellen im Prozess zu, die parallel iiber
ein Spektrometer angesteuert werden. 13

Konkurrenzfahigkeit unter Beweis gestellt
Priiftechnik Schneider & Koch stellte vor anderthalb Jahren das Testsystem

LaserVision LED vor, eine Kombination aus AOI und LED-Tester. Zum Einsatz kommt

dieses System unter anderem beim EMS-Dienstleister Frank Elektronik GmbH.

Anlage fiir das Dosieren anspruchsvoller Materialien

Mit einem vollautomatischen, teilweise patentierten Fligeverfahren sowie
hochwertigen optisch klaren Klebstoffen présentierte die Rampf Group, Inc.
auf der Display Week 2017 Ende Mai in Los Angeles, Kalifornien, eine
Komplettldsung fiir den Einsatz der Optical-Bonding-Technologie im Display-
Bereich. 38
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Weltpremiere einer Coating/Dispens-Anlage

Werner Wirth prasentierte erstmalig die neuentwickelte
Coating- und Dispens-Anlage Alpha 6 auf der SMT in
Nlrnberg. 32

Hochprazise
Objektive

fiir die
Lasermaterial-
bearbeitung

Die Firma Qioptiq
stellte ihre neue UV-
Linse F-Theta Ronar
fir Wellenl&ngen von
340 bis 360 nm vor.
Mit dem neuen UV-
Objektiv F-Theta
Ronar aus der Linos-
Baureihe erganzt
Qioptig, ein Unternehmen der Excelitas Technologies, sein umfang-
reiches Produktprogramm mit Fokussiersystemen fiir Galvanome-
ter-Scansysteme. 32




Aktuelles D

Die Zukunft der Elektronikfertigung zeigt sich
bald auf der productronica

Wie die Entwicklung und Fertigung von Elektronik zukiinftig aussehen wird, zeigt die Weltleitmesse productronica. Zu den
Schwerpunktthemen zdhlen, neben Robotik und Miniatisierung, auch Halbleiterlésungen und Digitalisierung. Parallel
finden zur productronica die beiden Veranstaltungen SEMICON Europa sowie IT2Industry statt.

Laut der aktuellen Geschéftsklima-
umfrage der VDMA Fachabteilung
productronic steht die Branche in
Deutschland vor dem umsatzstar-
ksten Jahr seit 2014. Die deutschen
Hersteller von Anlagen, Komponen-
ten und Maschinen fr die Elektro-
nikfertigung erwarten ein Wachstum
von 10,5%. Grund flr den starken
Umsatzanstieg sind die gesteigerte
Nachfrage nach Halbleitern in der
Automobilindustrie sowie der Bedarf
an Digitalisierungsldsungen in der
Fertigung. Falk Senger, Geschafts-
fihrer Messe Miinchen, blickt bei
diesen Prognosen sehr optimistisch
auf die productronica 2017: ,Mes-

sen spiegeln die aktuelle Situation
der jeweiligen Branche wider. Aus
diesem Grund versprechen die Zah-
len des VDMA eine erfolgreiche pro-
ductronica, sowohl fir Aussteller
als auch Besucher. Zusammen mit
den Parallelveranstaltungen SEMI-
CON Europa und IT2Industry bieten
wir einen umfangreichen Uberblick
zur Elektronikfertigung, Halbleitern
sowie Industrie 4.0.“Das Angebot auf
der productronica umfasst die fol-
genden finf verschiedenen Cluster:

P(B & EMS Marketplace

Electronic Manufacturing Services
(EMS) und die Fertigung von Lei-

terplatten bilden die Basis der Elek-
tronikfertigung. Die productronica
bietet hierfir mit dem PCB & EMS
Marketplace eine geeignete Platt-
form. Hierzu zéhlen sowohl Ange-
bote zur Fertigung von Schaltungs-
tragern als auch Systemldsungen
von Dienstleistern fiir EMS. In Halle
B3 prasentieren Unternehmen wie
Atotech, Schmid Group und Schmoll
Maschinen ihre Produkte.

SMT — Zukunft der
Bestiickungstechnologie

Die Surface Mount Techno-
logie (SMT) bildet den Kern der

Elektronikfertigung. Diese ermdg-
licht, gemeinsam mit der einherge-
henden Miniaturisierung sowie der
Gewichtsreduzierung, die Herstel-
lung von Geréaten wie Smartphones
oder Tablets. In vier Hallen (A1 bis
A4) zeigen die Aussteller der pro-
ductronica von der Bestiickung tiber
L6t-, Mess- und Pruftechnik bis hin
zu Qualitatssicherung und Product
Finishing die gesamte Wertschop-
fungskette. Unter anderem beteili-
gen sich folgende namhafte Unter-
nehmen an der productronica 2017:
ASM Assembly, ERSA, Fuji Machine
sowie Yamaha Motor.

Cables, Coils & Hybrids — Basis fiir
die moderne Zivilisation

Trotz der Entwicklung zur kabel-
losen Kommunikation und Steue-
rung von Maschinen besitzen Kabel
weiterhin eine wichtige Bedeutung
im Bereich der Fertigung und Pro-
duktion. Von High-Speed Internet
uber Messtechnik bis zur Elektro-
mobilitdt sind Kabel, Wickelgter
und hybride Bauteile die Voraus-
setzung. Auf der productronica
zeigen Hersteller wie Japan Auto-
matic Machine, Komax, Schéfer
Werkzeug und Sondermaschinen-
bau sowie Schleuniger in Halle A5
die verschiedenen Einsatzmdglich-
keiten in Industrie sowie Automo-
bilelektronik.
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Future Markets Cluster

Wohin geht die Reise der Elektro-
nikfertigung? Antworten auf diese
Frage gibt der Ausstellungsbereich
Future Markets in Halle B2. The-
men wie Industrie 4.0, Smart Fac-
tory oder 3D-Druck stehen dortim
Mittelpunkt. Erganzt wird das The-
mencluster durch die in der Halle
integrierte Messe IT2Industry. Die
Fachmesse und Open Conference
fur intelligente, digital vernetzte
Arbeitswelten zeigt Ldsungen fir
das industrielle Internet der Dinge
in den Bereichen Cloud Computing,
Big Data, IT-Security sowie M2M-
Kommunikation. Nach der erfolg-
reichen Premiere im Jahr 2015 fin-
det die IT2Industry bereits zum
zweiten Mal im Rahmen der pro-
ductronica statt.

Semiconductor Cluster

Laut einer aktuellen Untersu-
chung des Analysten Gartner wird
die Halbleiter Branche im laufenden
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Jahr einen Zuwachs von iber sie-
ben Prozent verzeichnen auf circa
364 Milliarden Dollar. Im Fokus wer-
den besonders Speicherchips ste-
hen, wie Gartner berichtet. Die pro-
ductronica schafft in diesem Bereich
Synergien durch die Kooperation mit
der SEMICON Europa. Diese findet
in diesem Jahr erstmals parallel zur
Weltleitmesse fiir Entwicklung und
Fertigung von Elektronik statt und
zeigt Neuheiten rund um die The-
men Halbleiter, LEDs sowie MEMS.

Interessantes — nicht nur fiir
Besucher

Fir die Messen productronica,
SEMICON Europa und IT2Industry
bendtigen Besucher lediglich eine
Eintrittskarte. Diese gilt fiir alle Ver-
anstaltungen.

Der productronica Innovation
Award geht in die zweite Runde. In
Kooperation mit der Fachzeitschrift
productronic zeichnet die Messe
Minchen auch in diesem Jahr
Ldsungen und Produkte aus den

Bereichen Cable, Coils & Hybrids,
Future Markets, PCB & EMS, Semi-
conductor sowie SMT aus. Darliber
hinaus wird der Preis um die Kate-
gorie Inspection & Quality erweitert.
Bei der Premiere 2015 ermittelte eine
unabhangige Jury fiinf Gewinner
aus Uber 70 Bewerbungen.

Was ist eigentlich die
productronica?

Die productronica ist die Welt-
leitmesse fiir Entwicklung und Fer-
tigung von Elektronik und wird ide-
ell und fachlich vom Fachverband
Productronic im VDMA (Verband
Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau) getragen. An der produc-
tronica 2015 nahmen

1160 Aussteller aus 40 Landern
und Uber 37.000 Besucher aus 85
Landern teil. Die Messe findet seit
1975 alle zwei Jahre in Miinchen
statt, die nachste productronica
ist von 14. bis 17. November 2017.
Weitere Informationen unter www.
productronica.com

Die Messe Miinchen

ist mit Uber 50 eigenen Fach-
messen fur Investitionsguter, Kon-
sumguter und Neue Technologien
einer der weltweit fihrenden Mes-
severanstalter. Insgesamt nehmen
jéhrlich tiber 50.000 Aussteller und
rund drei Millionen Besucher an den
mehr als 200 Veranstaltungen auf
dem Messegelande in Minchen,
im ICM - Internationales Congress
Center Miinchen, im MOC Veran-
staltungscenter Miinchen sowie im
Ausland teil. Zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften organisiert
die Messe Miinchen Fachmessen
in China, Indien, Brasilien, Russ-
land, der Tirkei, Stdafrika, Nige-
ria, Vietnam und im Iran.

Mit einem Netzwerk von Betei-
ligungsgesellschaften in Eur-
opa, Asien, Afrika und Siidame-
rika sowie rund 70 Auslandsver-
tretungen fir mehr als 100 L&n-
der ist die Messe Miinchen welt-
weit prasent.
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productronica 2017: Internationaler Treffpunkt
fur die Leiterplatten- und EMS-Branche

Die Digitalisierung schreitet voran,
und die Elektronik hélt in immer mehr
Lebensbereiche Einzug. Die Funk-
tionalitat der Gerate wird dabei im
Wesentlichen auch von der Leiter-
platte bestimmt. Auf dem PCB &
EMS Marketplace und dem High-
light-Tag ,Zukunftsfahige EMS* in
Halle B3 zeigen Leiterplattenherstel-
ler und EMS-Dienstleister anhand
konkreter Anwendungsbeispiele
aus der Automobilindustrie, Medi-
zintechnik, Industrieelektronik und
dem Maschinenbau, wie sie wach-
senden Anforderungen begegnen.

Der Umsatz der Leiterplattenbran-
che in der DACH-Region wachst
rasant. Im Vergleich zum Vorjahr
steigerte sich der Wertim Mérz 2017
um 13,6%. Insgesamt schloss das
erste Quartal 8% uber dem Vorjah-
reszeitraum ab, berichtet der ZVEI-
Fachverband PCB and Electronic
Systems. Umsatz und Auftragsein-
gang erlangten die hochsten Abso-
lutwerte seit 15 Jahren.

Insbesondere Unternehmen der
Automobilindustrie hatten Auftrage,
die an asiatische Unternehmen ver-
loren waren, kurzfristig zuriickge-
holt. Ursache waren dortige Liefe-
rengpasse bei Kupferfolien.

Hightech-Leiterplatten aus
Europa

sind nun ein Thema oder kdnnten
es zumindest werden. Asien vereint
91% des globalen PCB-Umsatzes
auf sich, Amerika tragt noch 5%
und Europa die restlichen 4% bei.

8

Neben massenproduzierten Leiter-
platten fordern aber Medizintechnik,
Militdr sowie Luft- und Raumfahrt
zunehmend komplexere Baugrup-
pen, wie HDI- (High-Density-Inter-
connect), flexible und Starrflex-Lei-
terplatten. Dies ist eine Chance fir
Hightech-PCBs aus Europa, denn
hier punkten Qualitét, Stabilitat,
Flexibilitat und Beratungsleistung.

Ein Beispiel ist die Posalux SA
aus Biel, die als Aussteller der ersten
Stunde auch auf der productro-
nica 2017 ihre hochprazisen Bohr-
und Frasmaschinen fiir die Leiter-
plattenfertigung dem internationa-
len Fachpublikum vorstellen wird.
Mit der Ultraspeed DUO zeigt das
Schweizer Unternehmen eine neue

Maschinengeneration, die alle Auf-
gaben vom Prototypenbau Uber das
Herstellen grofRerer Serien bis hin
zur Bearbeitung hochst anspruchs-
voller Leiterplatten leistet.

Ebenfalls aus dem Land der Pra-
zisionszeitmesser kommt der Lei-
terplattenhersteller Cicor Technolo-
gies. Mit DenciTec fertigt eine neue
Technologieplattform Schaltkreise
mit extrem hoher Dichte. Neue Funk-
tionen sind so integrierbar ohne die
Leiterplatte zu vergrofiern. Im giin-
stigsten Fall konnen durchschnitt-
lich bis zu 70% der Flache Uber alle
Lagen eingespart werden.

Immer kleinere Strukturen in
und auf den Leiterplatten mit einer

zunehmenden Anzahl von Bauteilen
stellen Test-Spezialisten wie Seica

Spa aus Italien vor véllig neue He-
rausforderungen. Zum einen muss
sichergestellt werden, dass einge-
bettete Bauteile nicht beschadigt
werden. Zum anderen lassen Mini-
aturisierung und der verstarkte Ein-
satz von Hochfrequenztechnologien
kaum mehr Platz fiir Testpunkte. Das
Pilot-V8-System von Seica verbin-
det Flying-Probe-Technologie mit
Hochfrequenz-Tests.

Die industrielle Fertigung

steht vor einem Umschwung.
Denn die Digitalisierung, Mecha-
tronisierung, Automatisierung sowie
die Mensch- Roboter-Kollaboration
(MRK) werden die industrielle Ferti-
gung grundlegend wandeln. Davon
profitieren Unternehmen wie Schunk
aus Lauffen, die an einem Nutzen-
trenner zeigen, wie intelligente Grei-
fer ohne den Einsatz externer Sen-
sorik die Leiterplattenproduktion
optimieren kdnnen.

Von der Produktidee bis zum
System

— das ist die Idee hinter EMS.
Der steigende Bedarf an elektro-
nischen Geraten Uber verschie-
denste Industrien hinweg beschert
auch 2017 den EMS- Dienstleistern
ein dynamisches Umfeld. Laut Unter-
suchungen des Beratungshauses
MP Corporate Finance bieten sich
die groRten Wachstumschancen
im Automotive- und Lighting-Sek-
tor durch den steigenden Bedarf an
Connectivity und ,smarter” Elektro-
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nik. Dazu miissen die Auftragsferti-
ger als “One stop shop” gleichermas-
sen Kompetenzen im Design, Engi-
neering und der Herstellung vorwei-
sen und Produkte von der Idee bis
hin zu After-Sales-Services beglei-
ten. Mit der Zunahme an Dienstlei-
stungen wandern einige EMS-Fer-
tiger dabei in neue Geschaftsmo-
delle, wie JOM (Joint Design Manuf-
acturing) und ODM (Outsourced
Design Manufacturing).

PCB & EMS Marketplace

PCB & EMS Marketplace und
Highlight-Tag ,Zukunftsfahige EMS*
werden sich auf der productronica
als beachtliche Plattformen erwei-
sen. Hintergrund: Die Unternehmen
haben sich in den letzten Jahren
bereits stark verandert. Sie treten
zunehmend als ,Problemldser” auf,
Ubernehmen Leistungen wie etwa
den Materialeinkauf und bieten sich
sogar als Partner in der Produktein-
fihrungsphase an.

An neuen Herausforderungen
mangelt es allerdings nicht. Neben

Fortschritten in der Leiterplatten-
Technologie und der zunehmenden
Miniaturisierung zwingen globale
Entwicklungen wie steigende Roh-
stoffkosten, weltweite Krisen oder
wachsender Konkurrenzdruck zu
standigen Anpassungen. Letztlich
werden sich Auftragsfertiger mit
besserem Service und anspruchs-
volleren Produkten - geliefert mit
noch nie da gewesener Geschwin-
digkeit - positionieren missen. Und
das bei gleichzeitiger Kontrolle der
Kosten und nachhaltiger Fertigung.
Der PCB & EMS Cluster mit dem
Highlight-Tag ,Zukunftsfahige EMS*
bietet eine optimale Plattform fiir den
inhaltlichen Dialog und Networking
der gesamten PCB- und EMS-Bran-
che. Aussteller, Besucher und Part-
ner kdnnen sich hier treffen, aus-
tauschen und den richtigen Anbie-
ter flr ihre Anforderungen finden.
Die productronica, Weltleit-
messe flir Entwicklung und Fer-
tigung von Elektronik, findet vom
14. bis 17. November 2017 statt.
Weitere Informationen unter
www.productronica.com. <«

Korrekturhinweise

Der Druckfehlerteufel hat wieder einmal zugeschlagen:

In der Ausgabe 2/2017 der electronic fab unter der Rubrik Qua-
litatssischerung auf Seite 29 hatten die Besucher am Stand von
KEYENCE Gelegenheit die Produkte kennen zu lernen.

Im Adressteil lautet die korrekten Firmierungen:

HTT High Tech Trade GmbH
Landsberger Str. 428, 81241 Miinchen
Tel.: 089/5467850, Fax: 089/564396
info@httgroup.eu, www.httgroup.eu

Paroteq GmbH

Walter-Kleinow-Ring 7A, 16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302/8982901

info@paroteq.de, www.paroteq.de

Kunststoff-Chemische Produkte GmbH
Leonberger Str. 86, 71292 Friolzheim

Tel.: 07044/9425-15; Fax: 07044/9425-2215
jh.klingel@kc-produkte.com, www.kc-produkte.com

Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen

htt Group wird Verkaufsreprasentant der MPI Corporation

Die MPI Corporation teilte mit, dass die htt Group
seit 1.6.2017 der Verkaufsreprasentant der MPI Priif-
karten Division innerhalb Europas ist. Die Verein-
barung umfasst neben dem Verkauf neuer Priifkar-
ten auch den Support in Form von Training sowie
Reparaturen, Reinigungen und Kalibrierungen von
MPI Priifkarten, welche im Service Center der htt
Group in Dresden erfolgen..

,htt Group’s fundiertes Wissen und der struktu-
rierte Firmenaufbau sind die perfekte Ergénzung flr
MPI’s Ziel, international zu expandieren®, so Scott
Kuo, Prasident der MPI Corporation, Taiwan. ,Die
Tatsache, dass die htt Group bereits ihre eigene Can-
tilever Produktlinie und Reparaturmdglichkeiten vor
Ort hat, erganzt sich perfekt mit Kundenwiinschen
von MPI-Kunden innerhalb Europas und Israels.*

,Wir arbeiten bereits mit MPIs Thermal Division
seit einigen Jahren erfolgreich zusammen, und dass
wir nun auch die MPI Probecards Division innerhalb
Europas vertreten, ist eine groe Ehre fiir uns*, so
Eberhard Siml, CEO der htt Group. ,Diese symbio-
tische Partnerschaft ist genau das, worauf die euro-
paischen Kunden im Probe-, Sort- und Halbleitertest
lange gewartet haben."

MPI’s Priifkarten Technologien umfassen Cantilever,
Vertical und MEMs Produkte und bieten weltweit das
beste ,Total cost of ownership’,

» MPI Corp., www.mpi-corporation.com
HTT Group, www.httgroup.eu
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SMD-Schablonen Fertigung auf Zukunftskurs

Becktronic perfektioniert interne Prozessabldufe nach japanischem Erfolgsrezept

BECKTRONIC GmbH
www.becktronic.de

Das Streben nach fortlaufender

Verbesserung zur Erreichung eines
High-Level Produktions- und Qua-
litatsniveaus ist ungebrochen. Ins-
besondere die Akteure im japani-
schen Markt sind Experten, wenn
es darum geht, die gesamte Wert-
schopfungskette liickenlos und
hdchst effizient zu bedienen. Ihr
Geheimnis? Kaizen und Kanban:
zwei Methoden zur Produktivitats-
steigerung. Beide Modelle reflektie-
ren eine sehr disziplinierte und mitar-
beiterorientierte Arbeitsphilosophie,
mit der sich auch der SMD-Schab-
lonen Spezialist Becktronic identifi-
ziert. Neben einem erst klirzlich ein-
gefiihrten ERP-System, fordert das
Unternehmen verstarkt die Eigen-
initiative und das selbstverantwortli-
che Handeln der Mitarbeiter/-innen,
um weitere Optimierungspotenziale
zu erkennen und in Leistung und
damit Kundennutzen umzuwandeln.

Prazision als Erfolgsfaktor in der
Leiterplattenbestiickung

Effizienz und Effektivitat am
Arbeitsplatz sind die zwei Kern-
treiber flir eine erfolgreiche SMD-,
LTCC- und Wafer-Produktion. Ins-
besondere in der Leiterplattenbe-
stiickung erfordert der Umgang
mit kleinsten Bauformen, zum Bei-

spiel im Bereich
der Medizintech-
nik, hochstmagli-
che Prozesssicher-
heit und Exaktheit.
Ein kontinuierli-
cher, interner Ver-
besserungsprozess
(KVP) wird dem-
nach zu einer der
wichtigsten Wett-
bewerbsvorausset-
zungen im Markt.
Um eine Null-Feh-
ler-Strategie im
ganzen Unterneh-
men erfolgreich
zu verfolgen, ver-
traut Becktronic
kiinftig nicht nur
auf die eigene Fiih-
rungsetage, son-
dern fordert die
Expertise der eige-
nen Mitarbeiter/
-innen. Dies verspricht eine hohere
Prozess-, Qualitats- und Kundenori-
entierung mit dem Ziel der Qualitéts-
sicherung, Steigerung der Kunden-
zufriedenheit und Kostensenkung.

Die Hauptakteure im internen
Optimierungsprozess

Um das eigene Unternehmens-
versprechen gegeniiber Kunden
nachhaltig zu stérken und perma-
nent zu verbessern, setzt Becktronic
alles auf eine Karte: die Mitarbeiter/
-innen. Im Rahmen des ganzheitli-
chen Optimierungsprozesses setzt
das Unternehmen darauf, Verbes-
serungspotenziale aktiv zu erken-
nen und im zweiten Schritt maRge-
schneiderte Losungsmodelle zu kon-
zipieren. Die Grundlage dafir bil-
den die japanischen Grundprinzi-
pien Kaizen und Kanban. Mit dem
Ziel, die vielfaltigen Schritte des
Produktionsablaufs, Materialver-
brauch und Lagerhaltung zu ver-
bessern, vertraut Becktronic auf das
ausgepragte Know-how innerhalb
einzelner Abteilungen. Dort arbei-
ten Experten taglich nach erprobten
Schemata und kennen die Vielzahl
von komplexen Arbeitsschritten, die
fiir die Herstellung des Hochprézisi-
onswerkzeugs Schablone notwendig

sind. Das macht sie zu den erfolgs-
entscheidenden Treibern flir einen
effizienteren Arbeitsalltag. Systema-
tisch werden potenzielle Fehlerquel-
len Uberdacht und im direkten Aus-
tausch untereinander, zielfiihrende
Losungen realisiert.

Zwei Herausforderungen, eine
zielfiihrende Losung

Mit den beiden sich erganzenden
Methoden Kaizen und Kanban ist es
Becktronic gelungen, den Nutzen
fur die Kunden sowie die Mitarbei-
terzufriedenheit und eigene Unter-
nehmensstarke auszubauen. ,Seit
der Einflihrung Anfang des Jahres
ist es uns bereits gelungen, erste
Arbeitsbereiche mit nur wenigen
Handgriffen nachhaltig zu verbes-
sern. Beispielsweise konnte so das
Handling von Werkzeugen im Her-
stellungsprozess standardisiert und
Laufwege verkirzt werden.

Ergonomische Anpassungen z. B.
im Warenversand wurden kurzfris-
tig erfolgreich realisiert, erklart Tho-
mas Schulte-Brinker, Geschaftsfiih-
rer der Becktronic GmbH. Die aktive
Teilnahme und der verstérkte Fokus
auf die Férderung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter spiegelt sich in
der erfolgreichen Umsetzung ein-
zelner MalRnahmen und deren Effi-
zienzgewinn wider. Fur die nachs-
ten Monate soll das Konzept in allen
Bereichen des Unternehmens inte-
griert und kontinuierlich weiterver-
folgt werden.

Damit fiihrt Becktronic sein ganz-
heitliches Optimierungskonzept wei-
ter fort. Neben einer aktiveren Mit-
arbeiterphilosophie und weiteren
internen Verbesserungen steht dem-
nachst auch raumlich eine Veran-
derung an. Am neuen Standort in
Weitefeld verfiigt das Unternehmen
Uber eine grofkere Produktionsfla-
che. Auf 700 m? bietet sie genligend
Platz fir eine optimale Gestaltung
der Transportwege und Arbeitsab-
laufe in der Fertigung. Dartber hin-
aus verschafft die VergroRerung
Becktronic wichtige, zusétzlich ver-
fiigbare Kapazitaten. Besprechungs-
und Gesellschaftsraume, grozi-
gige Biros sowie ein Show-Room
runden das Platzangebot ab. <«
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Aktuelles

Omron zahlt zu den ,,Top 100 Global Innovators”

3D-A0I System mit gekoppelten 3D-Technologien

ATEcare Service
GmbH & Co. KG
www.atecare.de

,Clarivate Analytics, ehemals das
JIntellectual Property & Science busi-
ness of Thomson Reuters®, nutzt
Patentdaten, um die Trends des
geistigen Eigentums zu analysie-
ren und damit die Top 100 innova-
tiven Konzerne und Institutionen
auf der ganzen Welt auszuwahlen.
Es flieRen Daten aus dem ,Der-
went World Patents Index” (groRte
Wertschopfungs-Patentdatenbank
der Welt) und ,Thomson Innovation*
(geistige Eigentumsumfrage und
Analyseplattform) sowie unabhan-
gige Bewertungsstandards in die
Bewertung mit ein. Omron Corpora-
tion wurde als innovatives Unterneh-
men anerkannt, das weltweit beein-
flussende Entwicklungen kreiert und
die Schutzrechtskonventionen des
geistigen Eigentums erflllt.

3D-Inspektionssysteme

Eine Menge eigener Omron-Pro-
dukte und -Patente geht auch in die
3D-Inspektionssysteme ein, die im
weltweiten Einsatz sind. Omron ist

mit (iber 30 Jahren Erfahrung als
einer der Langzeitanbieter im AOI-
Markt weltbekannt. Die Systeme
wurden urspriinglich einmal fur die
eigenen Fertigungen konzipiert und
werden auch heute noch in den
weltweiten Omron-Fertigungsstéat-
ten eingesetzt.

Marktposition behauptet

Dabei ist Omron (iber viele Jahre
eines der marktbestimmenden AQI-
Unternehmen, wie auch die jlingste,
unabhangige Frost&Sullivan-Studie
zeigt (AOI: Platz 1, SPI: Platz 2, AXI:

Platz 3). Zudem konnte die Omron-
AOQI-Sparte ihr Wachstum auch im
letzten Jahr mit Uber 35% Steige-
rung bekraftigen und diese Markt-
position behaupten, so der Euro-
pean Business Manager AOI, Fran-
cis Aubrat (Quelle: Frost&Sullivan
Report Dezember 2016).

Deutliches Wachstum erzielt

Auch lokal im deutschspra-
chigen Bereich konnte mit dem
Distributor ATEcare ein deutliches
Wachstum erzielt werden. Olaf
Romer, Geschaftsflhrer ATEcare,
gab bekannt, dass insbesondere
die neue 3D-AQI-Technologie mit
mehreren gekoppelten 3D-Tech-
nologien die geforderten Heraus-
forderungen ohne Handikaps mei-
stern kann. Auch die 3D-AXI-
Systeme, mit einer derzeit einzig-
artigen, inline-fahigen CT-Techno-
logie, haben MaRstabe gesetzt und
konnen parallel als automatisches
Inspektionssystem (AXI), aber auch
als CT-Analyse System genutzt wer-
den. Dabei werden 3D-Bild- und
Messergebnisse prozesstechnisch
von SPI-, AOI- und AXI-Systemen
zusammengefiihrt. <«

3D-AXI System mit einzigartiger inline-fahiger CT-Technologie
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Effektive Produktkontrolle

Prozess-Spektrometer fiir
Multichannel-Betrieb

Polytec bietet jetzt fiir alle seine
NIR- und SWIR-Spektrometer Mul-
tichannel-Betrieb an. Die Multiple-
xer bieten zwei bis neun Kanale und
lassen damit ebenso viele Mess-
képfe an frei wahbaren Stellen im
Prozess zu, die parallel Gber ein
Spektrometer angesteuert werden.

Dabei ist die Art der Sonden belie-
big und kann von Distanzmesskdp-
fen dber Nahbereichs- bis zu Tauch-
sonden frei gewahlt und individuell
ausgewertet werden. Die Integration
der Systeme lasst sich sehr flexibel
handhaben und ist durch industri-
elle Auslegung auch rauen Umge-
bungsbedingungen gewachsen.

Die Polytec PSS-Systeme sind
Diodenzeilen-Spektrometer mit
innovativem Transmissionsgitter fiir
eine hohe Empfindlichkeit, beson-
ders kurze Messzeiten und einem
sehr geringen Streulichtanteil. Die
spektrale Auflésung betragt bis zu

3,2 nm. Die Systeme sind in Vari-
anten fiir verschiedene Nahinfrarot-
Spektralbereiche zwischen 850 und
2200 nm verflgbar.

Umfangreiche Software zur
Gerétesteuerung, Datenanalyse
und flr das Berichtswesen sowie
fur die automatische Echtzeit-Pro-
zesskontrolle ist verflighar. Dazu
gehdren auch Schnittstellen flir
zahlreiche kommerziell erhaltliche
Chemometrie-Software-Pakete.

Bevorzugte Anwendungsbereiche
der PSS-Systeme sind die Messung
des Feuchte-, Protein- und Fettge-
halts, die Analyse der Produktaus-
beute und -qualitét in der Agrar-,
Futter- und Lebensmittelindustrie
sowie in der chemischen Industrie
und Kunststoffherstellung.

Exakter Vergleichbares bewerten

Polytec-Laservibometer haben
sich seit Jahren als Prézisions-
messmittel flir die Qualitatskon-
trolle in der Produktionsumgebung
oder direkt in der Fertigungslinie

bewahrt. Mit dem neuen IVS-500
Industrie-Vibrometer setzt Poly-
tec einen neuen Mafistab in der
(vibro-)akustischen Giitepriifung
zur exakten Bewertung von Bau-
teilen und Komponenten.

Das neue Industrie-Vibrometer
steigert Produktivitat und Wettbe-
werbsfahigkeit durch konsequente
Vemeidung von Pseudo-Ausschuss,
indem es berdihrungs- und stérungs-
frei mit Laserprazision selbst in lau-

Die wohltemperierte SMT-Leiterplatte

Qualitatssicherung cssssssss—————————

ter und rauer Produktionsumge-
bung und auf nahezu allen Oberfl&-
chen misst. Mit Auto- oder Remote-
Fokus passt sich der Lasermess-
punkt auch an wechselnde Bau-
teilgeometrien an.

Arbeitsabstande bis zu 3 m bie-
ten Flexibilitat bei der Integration
in den Priifstand. Das breite Fre-
quenzspektrum bis 100 kHz deckt
dabei auch Messungen im Ultra-
schallbereich ab. Das zuverlassige
Laser-Doppler-Verfahren gewahrlei-
stet allzeit valide Messungen. Ohne
aufwendige Zustellmechanik oder
andere bewegte Teile ist der Sen-
sor praktisch wartungsfrei. Somit
tragt das IVS-500 maRgeblich zu
hoher Produktivitat in Fertigungs-
prozessen bei.

» Polytec GmbH
www.polytec.de

Fluke Process Instruments liefert fiir die
Temperaturiiberwachung in SMT-Prozessen
Systemlésungen, bestehend aus Datenlog-
ger, Thermoelementen, Hitzeschutzbehalter
und Software. Reflow Tracker von Datapaq
uberwachen das Reflow-, Wellen-, Dampf-
phasen- und Selektiviéten. Sie durchlaufen
die kompletten Prozesse einschlieRlich Vor-
heizphase gemeinsam mit den Platinen und
zeichnen uber bis zu zwolf Messfiihler detail-
lierte Temperaturverlaufe auf.

Automatische Analysen, Ampelanzeigen und
programmierbare Alarme signalisieren umge-
hend, ob das Profil der Spezifikation entspricht.

Eine genaue Temperaturregelung ist nétig,
um das Lot zu schmelzen, ohne die elek-
trischen Bauteile zu beschadigen. Die Soft-

ware Datapaq Easy Oven Setup, die kosten-
frei mit jedem Reflow-Tracker-System aus-
geliefert wird, bietet eine Funktion zur auto-
matischen Ermittlung von Ofenrezepten. Sie
spart bei der Inbetriecbnahme und bei jedem
Produktwechsel viel Zeit. Darlber hinaus stellt

sie umfangreiche Analysefunktionen zur Ver-
fugung. Die auf einen Computer herunterge-
ladenen Temperaturprofile kénnen zur wei-
teren Verarbeitung uber den offenen Kom-
munikationsstandard OPC exportiert werden.

Als jlingste Erweiterung des Ldsungssor-
timents fiir die Elektronikindustrie hat Fluke
Process Instruments das bisher kleinste Tem-
peraturliberwachungssystem flir das Selektiv-
|6ten mit Miniwelle entwickelt: Datapaq Selec-
tivePaq ist inklusive Hitzeschutzbehalter nur
20 mm hoch und 40 mm breit und erméglicht
daher zuverldssige Messungen auch unter
sehr beengten Platzverhaltnissen.

» Fluke Process Instruments GmbH
www.flukeprocessinstruments.de
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Rontgen-Fluoreszenz-Analyse als effiziente
Inspektionsmethode fiir Elektronikprodukte

Bild 1: Ubersicht des elektromagnetischen Strahlungsspektrums (Quelle

Dipl.-Ing. Dr. rer. nat.
Massimo Morresi
HTV Halbleiter-Test &
Vertriebs-GmbH
HTV-Institut fiir
Materialanalyse

y.

Mit der Entdeckung der Réntgen-
strahlung im Jahre 1895 durch Wil-
helm Conrad Rontgen erweiterte
die moderne Wissenschaft ihren
Kenntnisstand Uber das elektro-
magnetische Strahlungsspektrum
im kurzwelligen Bereich. Bild 1
stellt die Einordnung der Réntgen-
strahlung in das elektromagnetische
Strahlungsspektrum dar. Sie ver-
deutlicht, dass die Wellenlangen
der Rontgenstrahlen drei bis sechs
Grofenordnungen kleiner als die
des sichtbaren Lichts sind.

Darauf basierend entwickelten
sich zahlreiche neue Messverfahren,
die die Bandbreite an Analysemdg-
lichkeiten signifikant erhdhten.

Hierzu gehdrt beispielsweise die
Réntgen-Diffraktometrie (X-Ray
Diffraction, XRD), eine Methode,

bei der Rdntgenstrahlen am Kri-
stallgitter der Proben gebeugt wer-
den, um beispielsweise Informati-
onen Uber die kristallographischen
Eigenschaften von Festkorpern zu
erhalten. Die Mdglichkeit einer ent-
sprechenden Charakterisierung ist
aufgrund von kleinen Wellenlangen
im Bereich von ca. 0,01 bis 10 nm
gegeben, da diese den Grofen-
ordnungen der Gitterkonstanten/
Abstanden von Atomen entsprechen.

Mithilfe der sogenannten
Réntgen-Photoelektronen-Spektro-
skopie (X-Ray Photoelectron Spec-
troscopy, XPS) kdnnen aufgrund
der aus den kernnahen Bindungs-
zustanden eines Atoms erzeugten
Photoelektronen Aussagen Uber
die elementare Zusammenset-
zung eines Materials sowie (ber

Bild 2: Probeninspektion mittels Rontgen-Fluoreszenz-Analyse

: www.wikipedia.de, © Horst Frank/Phrood/Anony)

die chemischen Bindungsverhalt-
nisse gemacht werden.

Die Rontgen-Mikroskopie (X-Ray
Microscopy, XRM) ermdglicht die
Aufnahme von ultrahochaufldsenden
Bildern, die sich im Vergleich zur
konventionellen Lichtmikroskopie
u.a. durch einen zusétzlichen Mate-
rialkontrast sowie ein groReres Auf-
[6sungsvermogen auszeichnen.

Viele der oben genannten Ana-
lysemethoden haben den Nach-
teil, dass gewisse Anforderungen
sowohl an die Beschaffenheit/
Eigenschaften der Proben (bei-
spielsweise glatte, ebene Oberfla-
che) als auch die Messumgebung
(Ultrahochvakuum etc.) gestellt wer-
den. Zudem ist der Probendurch-
satz aufgrund der meistens kom-
plexen Handhabung sowie den lan-
gen Messzeiten oft limitiert, sodass
eine Anwendung im Dienstleistungs-
segment oder im industriellen MaR-
stab nicht oder nur eingeschrankt
maglich ist.

Die Rontgen-Fluoreszenz-Ana-
lyse (RFA, engl. XRF) dagegen
zeichnet sich durch einfache Be-
dienbarkeit aus, sodass haufig
ohne aufwéndige Probenprapara-
tion und mit einer hohen Wieder-
holprézision die qualitative sowie
quantitative Elementanalyse einer
Probe méglich ist. Zudem kénnen
die Schichtdicken von dlinnen Lagen
innerhalb von Mehrschichtsyste-
men bis in den Nanometerbereich
zuverlassig bestimmt werden, wes-
wegen die RFA in zahlreichen Appli-
kationen sowohl im Forschungsbe-
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Bild 3: Schematische Darstellung zur Entstehung der Rintgenfluores-
zenzstrahlung. Ein Rontgenquant der anregenden Rontgenstrahlen
(rot) entfernt ein Elektron aus der inneren K-Schale.

Der entstandene unbesetzte Zustand (Liicke) wird von einem Elektron
aus einer energetisch hoher gelegenen Schale aufgefiillt. Die Energie
der emittierten Fluoreszenzstrahlung héngt nur von den am Elektro-
neniibergang beteiligten Energieniveaus ab (charakteristische Ront-

genstrahlung, hier K,,,, oder Ki..,)

reich als auch in der Industrie ein- ren an (vgl. Bild 2). Beispiele mdg-

gesetzt wird. So finden sich z.B. in

licher Analysen:

der Photovoltaik-, der Schmuck- ¢ Bestimmung der Zusammen-

sowie der Spielzeugindustrie zahl-
reiche Anwendungsmaglichkeiten
zur Qualitatskontrolle.

Im medizinischen Forschungs-
bereich sowie in Bezug auf biolo-
gische Materialien dient die RFA
u.a. der Spurenanalyse.

Als einer der filhrenden Anbie-
ter von Dienstleistungen rund um
elektronische Komponenten bie-
tet die HTV GmbH die Réntgen-
fluoreszenz-Methode als eine von
verschiedensten Analyseverfah-

.

setzung (u.a. ,Bleifreiheit”) und
Beschichtungsstarken auf Lot-
kontakten von Elektronikbau-
teilen, Leiterplatten aber auch
mechanischen Komponenten
oder Halbzeugen

Screening von Proben im Hinblick

auf die gemaR der RoHS-Richt-
linie 2011/65/EU restringierten
Substanzen

|dentifizierung bzw. Bestimmung

der elementaren Zusammenset-
zung von anorganischen Materi-

Bild 4: Rontgen-Emissionsspektrum zur Elementanalyse von
Steckkontakten einer PC-Karte

electronicg,, 3/2017

Parameter Au/NiP10/Cu

Element Gold (Au) | Nickel-Phosphor (NiP)
Referenzwert 0,1 um 4,4 um

gemessener Durchschnittswert | 0,094 um | 4,8 um
Standardabweichung 0,002 ym | 0,076 um

Anzahl Messdurchlaufe 15 15

Messdauer pro Durchlauf 30s 30s

Tabelle 1: Resultate zur Schichtdickenmessung an Kalibrierstandard

alien, wie zum Beispiel die Zusam-
mensetzung von Legierungen
+ Létzinnanalyse

Theoretische Grundlagen zur RFA

Trifft die in der Rontgenrohre
des RFA-Gerates erzeugte Ront-
genstrahlung auf die zu untersu-
chende Probe, werden im Falle
von geeigneten Anregungsenergien
Elektronen aus den kernnahen Bin-
dungsniveaus bestimmter Atomsor-
ten herausgeldst (,lonisierung* der
inneren Schalen). Bild 3 zeigt die
Wechselwirkung eines Réntgen-
quants mit einem Elektron aus der
K-Schale. Die aufgrund der Entfer-
nung des Elektrons entstandene
Liicke wird von einem Elektron aus
einem hoher gelegenen Energie-
niveau aufgeflllt. Die beim Uber-
gang des Elektrons frei werdende
Energie wird als Energiequant der
entsprechenden Fluoreszenzstrah-
lung emittiert.

Die Energie der Fluoreszenz-
strahlung hangt ausschlieflich von
der energetischen Differenz der am
Ubergang beteiligten elementspezi-
fischen Schalen ab, weshalb diese
als charakteristische Rontgenstrah-
lung bezeichnet wird, da jedes Ele-
ment eindeutige Energielinien auf-
weist. Wird beispielsweise der unbe-
setzte Zustand in der K-Schale mit
einem Elektron aus der L-Schale
gefillt, so liegt ein Kipn-Uber-
gang vor. Im gemessenen Ront-
gen-Emissionsspektrum liegen die
Ubergange als Signale vor, deren
Intensitéten unter anderem von den
Ubergangswahrscheinlichkeiten der
entsprechenden Elektronenuber-
gange abhangen.

Die RFA in der Praxis

Im Folgenden werden zwei RFA-
Messbeispiele an Elektronikpro-
dukten prasentiert und diskutiert.
Hierbei handelt es sich zum einen
um die Vermessung der Schicht-

dicken von Steckkontakten einer
PC-Karte, deren Endoberflache
aus chemisch Nickel Gold besteht
(Electroless Nickel Immersion Gold,
ENIG). ENIG-Endoberflachen finden
aufgrund ihrer guten Eigenschaften
als 16tfahige metallische Oberfla-
chen eine breit gefacherte Anwen-
dung in der Leiterplattenfertigung.

Mithilfe der Rontgen-Fluoreszenz-
Analyse kénnen dank quantitativer
Messungen beispielsweise genaue
Aussagen zum Phosphorgehalt in
der Nickel-Phosphor-Zwischen-
schicht (NiP) und damit zur Haft-
fahigkeit der Passivierungsschicht
aus Gold (Au) auf NiP gemacht
werden. Zudem eignet sich die
Schichtdickenanalyse mittels RFA
zur Verifizierung der empfohlenen
Schichtdickenwerte der einzelnen
metallischen Lagen einer zuverlas-
sig weiterverarbeitbaren ENIG-Lei-
terplatte. Diesbezuglich werden bei
der HTV z.B. auch Fehleranalysen
im Hinblick auf Haftungsschwéchen
von elektronischen Bauteilen auf
Leiterplatten durchgefiihrt.

Bei der zweiten untersuchten
Probe handelt es sich um einen in
Durchsteckmontage-Technologie
(Through Hole Technology, THT)
ausgefiihrten koaxialen Steckverbin-
der, der als Schnittstelle fiir Hochfre-
quenzanwendungen auf Leiterplat-
ten verarbeitet wird. Dabei basiert
die durchgefiihrte Schichtdicken-
bestimmung auf der Fundamen-
tal-Parameter-Methode, die prazise
Messergebnisse auch ohne eine
vorhergehende Kalibrierung liefert.

Zur Sicherstellung der Rickfiihr-
barkeit der Messergebnisse kann
zusatzlich vor den Messungen
der eigentlichen Proben eine Ver-
gleichsmessung an einem Kalibrier
standard erfolgen. Verschiedene
Kollimatoren zur Fokussierung
der generierten Rontgenstrahlung
kénnen dazu verwendet werden,
eine Untersuchung von Messbe-

15
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Bild 5: Ubersichtsbereich Steckkontakte mit Messbereichen eins bis
fiinf (gelb). Exemplarische Darstellung der Messpositionen in einem
Kontaktbereich (rot)

Parameter Gold (Au)  Nickel-Phosphor (NiP)
Durchschnittswert 0,195 ym | 6,622 um
Standardabweichung 0,015 um | 1,424 pm

Anzahl Messdurchlaufe 5 5

Messdauer pro Messposition [ 15 s 15s

Tabelle 2: Resultate zur Schichtdickenmessung an Steckkontakten

reichen unterschiedlicher GrofRen
durchzuflihren. Zur Ermittlung der
Analyseresultate dient ein kleiner
Schlitzkollimator, der sich im Hin-
blick auf Messungen an runden
Werkstiicken oder Fine-Pitch-Lot-
flachen als sehr vorteilhaft erweist.

Messbeispiel 1: Steckkontakte
PC-Karte

Bild 4 zeigt das Rontgen-Emis-
sionsspektrum der Steckkontakte
einer PC-Karte. Absichtlich sind
exemplarisch nur die prominentesten
charakteristischen Réntgen-Emissi-
onsintensitaten der entsprechenden
Elemente gekennzeichnet.

Wie erwartet, lasst sich im Hin-
blick auf die qualitative Analyse das
Vorhandensein der Elemente Gold
(Au), Nickel (Ni) sowie Kupfer (Cu)
nachweisen, was auf den ENIG-
Lagenaufbau Gold (Au)/Nickel-
Phosphor (NiP)/Kupfer (Cu) schlie-
Ren lasst.

Die Schichtdickenbestimmung
erfolgt unter Verwendung eines
theoretischen Modellsystems, in
dem das Kupfersubstrat als unend-
lich dickes Volumenmaterial (Grund-
werkstoff) angenommen wird.

Im Hinblick auf die Rickfihrbar-
keit der Messergebnisse sind in
Tabelle 1 die Resultate der Schicht-
dickenmessung an einer Au/NiP;/
Cu-Kalibrierprobe von Fischer inklu-
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sive den angegebenen Referenz-
werten fiir die Schichtdicken der ein-
zelnen Lagen durchgefihrt. Aus der
Tabelle lasst sich erkennen, dass
die Referenzwerte sehr gut mit den
gemessenen Durchschnittswerten
Ubereinstimmen.

Die Steckkontakte, an welchen
die eigentlichen Messungen durch-
geflhrt wurden, sind von 1 bis
5 durchnummeriert (vgl. Bild 5).
Pro Steckkontakt werden exem-
plarisch vier Messpositionen (rot)
ausgewahlt und pro Messposition
ein Rdntgen-Emissionsspektrum
bei einer Integrationszeit von 15 s
erstellt. Zur Sicherstellung einer
umfangreichen Messstatistik wird
in der Software eine Messroutine
programmiert, in der die einzelnen
Messpositionen der fiinf Kontakte
nacheinander angefahren werden.
Diese Schleife, bestehend aus 20
Einzelmessungen, wird insgesamt
funfmal durchlaufen.

Die in Tabelle 2 aufgeflihrten
Analyseresultate zeigen sowohl
fir Gold (Au) als auch Nickel-Phos-
phor anwendungstypische Werte fiir
ENIG-Endoberflachen.

Messbeispiel 2: koaxialer
Steckverbinder

Im Folgenden werden die Analy-
seresultate der zweiten Messprobe,

Bild 6), dargestellt. Aus der Beschaf-
fungsdokumentation kann im Hin-
blick auf die materielle Zusammen-
setzung des Gehauses (vgl. exem-
plarisch griin markierte Bereiche) der
Lagenaufbau Gold (Au)/Nickel (Ni)/
Volumen-Messing (CuZn) mit einer
Mindestdicke von 0,076 um fiir Gold
(Au) und 2,540 pm fir Nickel (Ni)
entnommen werden. Der zentrale
Anschlusskontakt (vgl. exemplarisch
rot markierter Bereich) besteht aus
Gold (Au)/Nickel (Ni)/Volumen-Kup-
ferberyllium (CuBe) mit einer Min-
destdicke von 0,762 um fiir Gold
(Au) und 2,540 pm fir Nickel (Ni).
Im Fokus der im Folgenden pra-
sentierten Untersuchungen steht
die Uberprifung der im Datenblatt
angegebenen Mindestwerte fir die
Schichtdicken. In Analogie zur Mes-
sung an den Steckkontakten der
PC-Karte, werden Vergleichsmes-
sungen an Kalibrierproben bekannter
Schichtdicken durchgefiihrt. Dabei
handelt es sich einerseits um eine
Goldfolie mit einer Schichtdicke
von 0,051 um sowie einer 1,29 um
dicken Nickel-Schicht auf Kupfer-

Bild 6: Ubersicht koaxialer
Steckverbinder mit Bereichen des
Gehduses (griin) sowie zentralem
Anschlusskontakt (rot)

Volumenmaterial. Aus Tabelle 3
lasst sich eine sehr gute Uberein-
stimmung der ermittelten Werte mit
den Referenzwerten ableiten.

Der am Gehause (s. Bild 7) ermit-
telte Durchschnittswert fiir Gold (Au)
liegt mit 0,043 pm unterhalb des
spezifizierten Mindestwertes von
0,076 pum. Der gemessene Durch-
schnittswert fiir Nickel (Ni) in Hohe
von 3,736 um ist dagegen konform
mit den Angaben aus der Beschaf-
fungsdokumentation. Im Hinblick
auf die Analyse des Steckerbe-
reiches (vgl. Bild 8 und Tabelle 5)
zeigt sich fir die entsprechenden
Elemente ein &hnlicher Trend. Beim
zentralen Anschlusskontakt aus
Bild 9 liegen sé&mtliche ermittelten
Werte unterhalb der im Datenblatt
angegebenen Mindestschichtdicken.
Somit sind die RFA-Analyseresul-
tate am koaxialen Steckverbinder
allgemein als auffallig zu bewerten.

Zur Verifizierung der mittels RFA
erhaltenen Messwerte kdnnen bei-
spielsweise weiterfihrende Untersu-
chungen an Schliffproben mit dem
Rasterelektronenmikroskop erfolgen.

Parameter Gold (Au)  Nickel (Ni)
Referenzwert 0,051 um [ 1,29 ym
gemessener Durchschnittswert 0,051 uym (1,33 ym
Standardabweichung 0,004 ym [ 0,046 pm
Anzahl Messdurchlaufe 30 30
Messdauer pro Durchlauf 20s 20s

einem koaxialen Steckverbinder (s. Tabelle 3: Resultate zur Schichtdickenmessung an Kalibrierstandards
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Bild 7: Gehdiuse-Pin Bild 8: Stecker
Parameter Gold (Au)  Nickel (Ni) Parameter Gold (Au)  Nickel (Ni)
Gemessener Durchschnittswert 0,043 pym | 3,736 pm Gemessener Durchschnittswert 0,038 um | 2,88 uym
Standardabweichung 0,005 ym | 0,056 um Standardabweichung 0,005 um | 0,043 um
Anzahl Messdurchlaufe 30 30 Anzahl Messdurchlaufe 30 30
Messdauer pro Durchlauf 20s 20s Messdauer pro Durchlauf 20s 20s

Tabelle 4: Resultate zur Schichtdickenmessung am Gehduse-Pin
(vgl. griin markierter Bereich in Bild 6)

Tabelle 5: Resultate zur Schichtdickenmessung am Stecker (vgl. griin
markierter Bereich in Bild 6)

Fazit

Aufgefilhrte Messbeispiele zei-
gen, wie mittels der Rontgen-Flu-
oreszenz-Analyse verschiedenste
Proben qualitativ und quantitativ
untersucht werden kénnen. Ein
wichtiger Aspekt ist hierbei, dass
sich die Proben zerstérungsfrei
und haufig ohne aufwendige Pro-
benpréparation analysieren lassen.
Die Rontgen-Fluoreszenz-Analyse
ermdglicht somit in Anlehnung an
diverse Normen (u.a. DIN EN ISO
3497, ASTM B 568, DIN EN/IEC
62321) eine schnelle und effektive
Qualifikation oder auch serienbe-
gleitende Qualitatskontrolle von
Beschichtungen. Auch die Iden-
tifizierung von Verunreinigungen
(beispielsweise auf Baugruppen)

Bild 9: Zentraler Anschlusskontakt

New world record efficiency for
Cu(In,Ga)Se, thin-film solar cells
beyond 20%, P. Jackson et al., Pro-
gress in Photovoltaics (2011)

XRF analysis of jewelry using fully
standardless fundamental parame-
ter approach, P. Jalas et al., Gold
Technology No 35 (2002)

Toxic Chemicals in Toys and
Children’s Products: Limitations of
Current Responses and Recom-
mendations for Government and
Industry, M. Becker et al., Environ-
mental Science and Technology 44
(21), pp 7986-7991 (2010)

Application of X-ray fluorescence
techniques for the determination of
hazardous and essential trace ele-
ments in environmental and biolo-

ist moglich. Parameter LG CCIUDM  gical materials, S.A. Bamford et
Literaturverzeichnis Gemessener Durchschnittswert 0,062 um | 0,686 um | al, Nukleonika 49(3):87-95 (2004)

100 Jahre Rontgenstrahlen. Erster | Standardabweichung 0,005 um | 0,029 um . Medical Apr;lica_}_ions CIJ_:fI X-ray
Nobelpreis fir Physik, Ch. R. Fried- [ Anzan| Messdurchlaufe 30 30 uorescence for Trace Element
rich, Materialwissenschaft und Werk- Research, J. Borjesson and S.
stofftechnik, Band 26, Nr. 11/12, | Messdauer pro Durchlauf 20s 20s Mattsson, JCPDS-International

S. 598-607 (1995)
Surface X-ray diffraction, |. K.

Tabelle 6: Resultate zur Schichtdickenmessung am zentralen

Centre for Diffraction Data 2007
ISSN 1097-0002

Robinson and D. J. Tweet, Rep. Anschlusskontakt (vgl. griin markierter Bereich in Bild 6)

Prog. in Phys. 55, 599-651 (1992) » HTV Halbleiter-Test ¢
X-ray photoelectron spectroscopy, ~ X-ray microscopy, V. E. Cosslett Réntgenfluoreszenzanalyse —  Vertriebs-GmbH
J. F. Watts, Surface Science Tech- and W.C. Nixon, Cambridge. Eng. Anwendung in Betriebslaboratorien,  info@htv-gmbh.de

niques, Pergamon (1994) University Press (1960) H. Ehrhardt, Springer-Verlag (1989)

www.htv-gmbh.de
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3T verwendet FLIR-Warmebildkamera zur Erkennung von
Temperaturdifferenzen bei Platinen-Komponenten

Die hochleistungsfihige FLIR T420 entlarvt Fehler bei Leiterplatten schon zu einem sehr friihen Zeitpunkt

Joachim Sarfels,

Sales Manager Science,
FLIR Systems GmbH,

Frank Liebelt,

freier Journalist, Frankfurt

Das Design einer Leiterplatte (Pla-
tine) kann ein sehr komplexer Pro-
zess sein. 3T entwickelt auch Leiter-
platten mit iiber 2000 unterschied-
lichen Komponenten. Aber was,
wenn eines dieser Bauteile fehler-
haft ist? Wie soll man Defekte bei
Platinenkomponenten von weniger
als einem Millimeter GréRe erken-
nen, die aber bei den Leiterplatten
schwerwiegende Probleme hervor-
rufen kénnen? In vielen Fallen stellt
die Warmebildtechnik die Ldsung
dar. Schon seit vielen Jahren setzt
3T Warmebildkameras in den unter-
schiedlichsten Bereichen ein, um
Hot-Spots aufzuspiiren, die weni-
ger als 125 um groR sind.

FLIR T420 Wirmebildkamera

3T ist in den Niederlanden flih-
rend bei der Entwicklung von Elek-
tronik und eingebetteten Systemen.
Mit einem Allround-Team von etwa
50 Beschaftigten ist 3T eine der
groften Firmen in diesem Bereich
in den Niederlanden. Das Unter-
nehmen besitzt Niederlassungen
in Enschede und Eindhoven und

ist seit 25 Jahren in verschiedenen
technisch anspruchsvollen Markt-
segmenten aktiv, unter anderem in
den Bereichen Maschinenbau, pro-
fessionelle Ausriistung, Geréte fir
Mess- und Priifverfahren, Kommu-
nikationssysteme, innovative Kon-
sumgiter sowie Medizinprodukte.

,Wir setzen Warmebildkameras
wahrend des gesamten Entwick-
lungsprozesses ein,” berichtet
Ronald van der Meer, Hardware-
Ingenieur bei 3T. “Wenn bei einer
Leiterplatte etwas nicht stimmt, sei
es nun eine fehlerhafte Létstelle oder
ein defektes Bauelement, erwarmt

sie sich mit der Zeit. Daher ist die
Wérmebildtechnik eine geeignete
Methode, um gedruckte Schal-
tungen von Anfang an zu Gberpri-
fen. Wir verwenden diese Technolo-
gie zum Testen in der Designphase
einer Platine, bevor sie an den Kun-
den geliefert wird, oder im Rahmen
der Freigabe.”

Vorteile der Warmebildtechnik
fiir die Mikroelektronik

3T hat sich vor kurzem flr den
Kauf einer FLIR T420 Warmebild-
kamera fir Prifstande entschie-
den, die mit einem 50 um Makro-
Objektiv ausgestattet ist. ,Dieses
Makro-Objektiv ist absolut notwen-
dig, da die Fokusentfernung sonst
zu grol® ware,” erlautert Ronald van
der Meer. “Wir bei 3T arbeiten im
Bereich der Mikroelektronik. Die
Masse der Leiterplattenkomponen-
ten, die wir untersuchen mussen,
ist so klein und mégliche Tempera-
turanderungen sind so gering, dass
wir jedes Detail wirklich brauchen.”

Als Alternative zur Warmebild-
technik bieten sich im Bereich der
Leiterplattenelektronik noch Ther-
moelemente an; das sind aus zwei
Leitern bestehende Temperatur-
messgerate, die an einem oder
mehreren Punkten elektrisch mit-
einander verbunden sind. ,Auch

Durch die Epoxidharzschicht hindurch ist die Spule der Leiterplatte
klar zu erkennen
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Platinenwiderstinde sind manchmal lasergetrimmt, um einen
bestimmten Wert zu erreichen. Dieses Wirmebild zeigt heil3e Stellen
in der Ndihe des Widerstands als Folge dieses Abgleichs

wenn Messungen mit Thermoele-
menten derzeit von manchen Auf-
sichtsbehdrden noch gefordert wer-
den, so liegt die Problematik mit
den Thermoelementen im Bereich
der Mikroelektronik darin, dass die
Gerate selbst die Messung behin-
dern kdnnen; denn sie mussen
diese winzigen Komponenten auf
der gedruckten Schaltung beriih-
ren,” erklart Ronald van der Meer.
,Bei der Warmebildtechnik hinge-
gen handelt es sich um eine bertih-
rungsfreie Methode, so dass dieses
Problem nicht besteht.”

FLIR T420 Warmebildkamera fiir
Priifstande

3T ist schon seit vielen Jahren von
der Leistungsfahigkeit der Warme-
bildtechnik tiberzeugt. Und jetzt, wo
die Preise flir Warmebildkameras,
dank hoher Stiickzahlen, bestandig
fallen, wird der Kauf einer solchen
Kamera fiir Unternehmen aus den
Bereichen Forschung und Elektro-
nikentwicklung immer attraktiver.
Die FLIR T420 ist eine hochleis-
tungsfahige und dennoch erschwing-
liche Warmebildkamera. Sie verbin-
det ausgezeichnete Ergonomie mit
hervorragender Bildqualitat mit 320
X 240 Pixeln Auflésung. Die FLIR
T400-Serie hat eine neigbare Objek-
tiveinheit, so dass sich Messungen
und Bilder der Objekte aus allen
Winkeln aufnehmen lassen, und
das in einer bequemen Position.
,Die T420 Kamera ist sehr robust
und handlich,” fahrt der Hardware-
Ingenieur fort. ,Das ist fiir uns (iber-
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aus praktisch, denn manchmal
bendtigen wir sie auch bei unseren
Kunden vor Ort. Insbesondere das
Makro-Objektiv sorgt fiir scharfe
Bilddetails, so dass wir selbst
kleinste Fehler erkennen. In der
Regel bestehen gedruckte Schal-
tungen aus mehreren Lagen. Auf-
grund von Produktionsfehlern kann
es vorkommen, dass die verschie-
denen Schichten nicht miteinander
verbunden sind. Diese Ablésungen
bilden dann kleine Luftblasen, die
sich erkennen lassen, da die FLIR
Warmebildkamera kleine Tempe-
raturunterschiede um diese Luft-
blasen herum aufspdirt.”

Eine erhitzte Leiterbahn

FLIR-Software fiir
F&E-Anwendungen

Fur 3T war die FLIR Software
ResearchlR fir F&E-Anwendungen
unverzichtbarer Bestandteil des
Komplettpaketes. ResearchIR er-
maglicht Wissenschaftlern extrem
schnelle Datenaufzeichnungen
und erweiterte Temperaturmus-
teranalysen.

,Manchmal miissen wir die exakte
Reaktion auf ein einmaliges ther-
misches Ereignis festhalten”, erklart
Ronald van der Meer. ,Das ist mit
einem einzigen Standbild nur schwer
maoglich. Aus diesem Grund ist die
Fahigkeit, extrem schnelle Video-
bilder aufzuzeichnen, unabdingbar.

Ein bestimmtes Ereignis aufzuneh-
men hilft uns dabei, das Problem
zu rekonstruieren und genauer zu
analysieren. Wir importieren auch
unsere mit ResearchIR aufgezeich-
neten Videobilder in MATLAB, ein
Softwarepaket zur Visualisierung
von Daten und zur Programmie-
rung, mit dem wir arbeiten.”

Dank ResearchIR kénnen die
Ingenieure von 3T heile Stellen
auf Leiterplatten besser analysie-
ren und Temperaturspitzen visua-
lisieren. Mit dieser Software kann
der Anwender die farbliche Darstel-
lung seinen Bediirfnissen anpas-
sen; Farbpalette &ndern, Farbver-
teilung und -kontraste, Isotherme,
Zoom- und Schwenkfunktion. <«

Die Software FLIR ResearchIR ermaglicht Wissenschaftlern extrem schnelle Datenaufzeichnungen und
erweiterte Temperaturmusteranalysen
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Beriihrungslose Priifung elektronischer
Komponenten

Joachim Sarfels,

FLIR Systems GmbH,
R&D-Science Division,

Area Sales Manager
Central Europe

Frank Liebelt,

freier Journalist, Frankfurt

20

Da elektronische Leiterplatten
und Komponenten immer kleiner
und leistungsfahiger werden, kann
die Eigenerwdrmung zu erheblichen
Schéden fihren. Die Infrarot-Ther-
mografie ermdglicht es, Hotspots
zu ermitteln und so das Thermo-
management zu verbessern und
andere Optimierungen am Leiter-
plattendesign vorzunehmen.

FLIR A6700 Wirmebildkamera

Elektronik mag keine Wérme.
Entwickler elektronischer Systeme
suchen daher nach Méglichkeiten,
wie sie ihre Komponenten kihl hal-
ten und gleichzeitig die Geréte ver-
kleinern konnen. Da Chips immer
kleiner und ihre Dichte innerhalb
der Komponenten stetig zunimmt,
kann Warme zu einem echten
Problem werden - nicht nur fir
Alltagsgerate, sondern auch fir
militarische Gerate. Bei Letzteren
kann es, iber mangelnden Kom-
fort hinausgehend, auch zu einem
Sicherheitsproblem werden. Milita-
rische Einsatzkréfte sind von der
Qualitét ihrer Elektronik abhangig,
um die Integritat von Waffen- und
Kommunikationssystemen auf-
rechtzuerhalten.

Regierungsbehérden geben Mil-
lionenbetrage fir die Suche nach
neuen Thermomanagement-Tech-
nologien aus, die es den Entwick-
lern ermdglichen, deutliche Verringe-
rungen hinsichtlich Gréfte, Gewicht
und Leistungsaufnahme von Elek-
tronikbauteilen zu erzielen und so
das Problem der Warmeableitung
zu beseitigen.

Das Optimale Priifverfahren

Ein Entwickler von VXI-Platinen
hatte es mit einer Uberdurchschnitt-
lich hohen Ricklaufquote mit Kla-
gen wegen Uberhitzung zu tun. Mit
Hilfe von Simulationsmodellen ver-
suchten die Ingenieure herauszufin-
den, wo zusétzliche Kiihlkdrper und
Liifter fiir die Warmeabfuhr erforder-
lich seien. Fiir die Tests und Quali-

tatspriifungen versahen sie die Pla-
tinen zudem mit Thermoelementen,
in der Hoffnung, mdgliche Konstruk-
tionsprobleme aufzudecken. Nach
mafRigen Erfolgen beschlossen sie
schlieBlich, die Platinen mit einer
Infrarotkamera zu betrachten.

Zu wissen, wo man bei der Fehler-
behebung ansetzen muss, ist der
erste Schritt. Infrarottechnik kann
auch bei der Entwicklung des Ther-
momanagementsystems einer Lei-
terplatte hilfreich sein. Bei diesem
speziellen Leiterplattendesign stell-
ten die Ingenieure fest, dass sich
die Lafter und Kihlkérper nicht
an den warmsten Komponenten
befanden. Somit stellte sich die
Frage: waren sie wirklich erforder-
lich? Oder hatten die Ingenieure
mit Thermomanagement-Kompo-
nenten, die eigentlich nicht nétig
waren, sogar noch fiir zusatzliches
Gewicht und zusatzliche Leistungs-
aufnahme gesorgt? Mehr tber die
tatsachlichen thermischen Eigen-
schaften und die Warmeabfuhr zu
wissen, kann entscheidend sein, um
Simulationsmodelle zu verbessern,
die Konstruktion insgesamt zu opti-
mieren und die Prototypenphase im
Entwicklungszyklus zu verkrzen.

Ein Beitrag zur Verkleinerung

Mit immer kleiner werdenden
Geréten nehmen die Warmepro-
bleme zu. Man stelle sich einmal
den Ubergang von einer VXI-Pla-
tine mit rund 23 x 30 cm zu einem

Wirmebild einer Leiterplatte mit einem 50-mm-0bjektiv an der
FLIR $C8300
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HD-Wirmebilddetail eines Mikrochips

Wiérmebild eines Thermoelements

Gerat vor, das halb so grof wie ein
Smartphone ist und einzelne Kom-
ponenten von ein paar Hundertstel
Mikrometer GroRe hat. Derart kleine
Komponenten kdnnen kein Ther-
moelement zur Warmemessung
aufnehmen. Die Ldsung ist eine
RTD-Sonde, die wie ein Thermo-
element funktioniert, aber kleiner ist.
Aber selbst diese kleinere Sonde
kann Warmemessungen verfal-
schen, indem sie sich wie Kihl-
kérper verhalt.

Des Weiteren werden Infrarot-
Warmebildkameras von Elektronik-
entwicklern und -herstellern auch
gerne zum Aufspliren von Hotspots
zur Fehleranalyse eingesetzt. In die-
sem Fall ist das Messen der abso-
luten Temperaturen nicht so wich-
tig wie das Auffinden kleiner Hot-
spots, die minimale Temperatur-
unterschiede verursachen. Diese
Hotspots kdnnen auf Fehlerstellen
oder Probleme mit dem Gerét hin-
deuten. Wahrend sich hier die pas-
sive Warmebildgebung gut eignet,
kann ein Verfahren namens ,Lock-
In-Thermografie* die Empfindlich-
keit der Kamera um mehr als das
10-fache verbessern, so dass sich
selbst extrem kleine Hotspots deut-
lich leichter aufspiiren lassen.

Die Infrarotinspektion kann auch
bei der Qualitatssicherung hilfreich
sein, indem sie schwache Létstellen
aufzeigt. Unzureichender Lotauftrag
erhoéht den Widerstand an der Lot-
verbindung, so dass die Temperatur
ausreichend ansteigt, um von einer
Infrarotkamera erfasst zu werden.
Da sich fehlerhafte Schaltungen
aufgrund eines abweichenden Tem-
peraturprofils von intakten unter-
scheiden, kdnnen sie bei der Kon-
trolle leicht erkannt und aussor-
tiert werden.
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Sind die Kosten der Thermografie
vertretbar?

In dem Mafe, wie Elektronikbau-
teile immer kleiner werden, nimmt
die Berechtigung der Thermografie
zu. Moderne Infrarotkameras haben
eine bis zu 16 Mal hohere Auflosung
als die Kameras vor zehn Jahren bei
nahezu denselben Kosten.

Chris Bainter, US Natinal Sales
Director bei Flirist Gberzeugt, dass
mit weiter sinkenden Kosten Infra-
rot-Warmebildkameras neben Digi-
tal-Multimetern, Oszilloskopen und
Spannungsmessern zu einem stan-
dardmaRigen Warmemessinstru-
ment an jedem Prifstand werden.
Entscheidend wird auch der tech-
nologische Fortschritt sein.

Was die Prifung von Elektronik-
bauteilen betrifft, hat die Warme-
bildgebung immer noch Entwick-
lungspotenzial. Eine Herausforde-
rung fir die Thermografie besteht
in der Korrektur des Oberflachen-
Emissionsgrads. Viele Elektronik-
platinen haben Komponenten mit
unterschiedlichem Emissionsgrad.
Manche sind glanzend und haben
deshalb einen geringen Emissions-
grad. Deshalb ist es umso schwie-
riger, absolute Temperaturen zu
messen. Beschichtungen mit hohem
Emissionsvermdgen, Bildsubtrak-
tion und Emissionsgradzuordnung
sind nur einige Beispiele fir még-
liche Problemldsungen.Bei der Bild-
subtraktion erfasst die Infrarotin-
spektion-Systemsoftware ein Bild,
bevor das Geréat eingeschaltet wird,
um einen Warmeausgangswert zu
erhalten. Dieses Ausgangsbild wird
dann von den anschlieBenden Bil-
dern bei eingeschaltetem Gerat
subtrahiert. Dadurch werden die
statisch reflektierten Temperatur-

werte beseitigt, so dass nur noch
die tatséchlichen Temperaturunter-
schiede aufgrund der Erwarmung
des Geréts verbleiben. Die Bildsub-
traktion entfernt effektiv alle erkenn-
baren thermischen Hotspots, die auf
falsche, statisch reflektierte Tem-
peraturen von Geraten mit gerin-
gerem Emissionsgrad zurlckzu-
fuhren sind, so dass man sich auf
die tatsachlichen, vom Gerét selbst
erzeugten thermischen Hotspots
konzentrieren kann.

Angriff auf Plagiate

Eine neue Anwendungsmdg-
lichkeit flir die Thermografie ist
beispielsweise die Erkennung von
Nachahmerprodukten — ein wei-
teres zunehmendes Problem bei
militrischer Ausristung.

Solche Gerate werden Uberall im
Internet glinstig angeboten. Laut einer
Studie des Government Accountabi-
lity Office (GAQ) sind auf vielen Ein-
kaufsplattformen militérische Elektro-
nikbauteile zu finden, bei denen es
sich mutmaRlich um betrligerische
Falschungen handelt. Tatsachlich
befand sich unter den Anbietern
bei dieser GAO-Studie kein ein-
ziger legitimierter Verkaufer. Nach-
dem das GAO Angebotsanfragen

gestellt hatte, kamen Antworten von
396 Anbietern, 334 davon aus China,
25 aus den USA und 37 aus ande-
ren Landern, einschlieBlich GroRbri-
tannien und Japan. Das GAO wahlte
die ersten niedrigsten Preisangebote,
wobei alle 16 Teile von Verkaufern
aus China angeboten wurden.

Der Vorteil

Mit der Infrarot-Thermografie las-
sen sich unter Praxisbedingungen
Tests durchfilhren und Probleme
erkennen, die friher unmdglich
zu ermitteln oder zumindest nur
schwer rasch zu lokalisieren waren.
Fiir einen Hersteller wiirde sich die
Investition durch Bilder auszahlen,
die einen Konstruktionsfehler auf-
decken und dadurch die Testzeit
verklrzen und die Markteinflhrung
beschleunigen. Als weiteren Vorteil
bietet die Thermografie den Ingeni-
euren die Méglichkeit, das vollstan-
dige Wérmebild einer Leiterplatte mit
Temperaturwerten fir jedes Bildele-
ment zu betrachten. So gibt es keine
Probleme damit, dass Thermoele-
mente oder RTDs falsch platziert
werden und zu fehlerhaften Mess-
werten filhren. Warmebilder zeigen
exakt, wo sich die warmste Stelle
auf einer Platine befindet. <«

2l



eEsssssssssssssssmmmmme Qualitatssicherung esssssssssss————————

Konkurrenzfahigkeit unter Beweis gestellt

Priiftechnik Schneider & Koch
Ingenieurgesellschaft mbH
www.prueftechnik-sk.de

Messbare Steigerung von Produktqualitdt und Sicherung durch
zuverldssige und innovative Losungen

Mit dieser Einstellung wurde die Priiftechnik Schneider & Koch Inge-
nieurgesellschaft mbH in rund 30 Jahren Vorreiter in den Bereichen
Automatische Optische Inspektion (AQI) sowie Automatische Test-
Einrichtungen (ATE). Als Hersteller von Systemen und Dienstleister
rund um die Priftechnik bietet Schneider & Koch Lésungen fiir pro-
duzierende Unternehmen aus allen Branchen.

Folgende Bereiche werden durch Schneider & Koch abgedeckt:
+ Automatische Optische Inspektion (AOI)
+ Automatische Test-Einrichtungen (ATE): In-Circuit-Test, Funktionstest

und Komponenten
+ Adapterbau
+ Testdienstleistungen
+ Consulting

Die Integration und Kombination
von verschiedenen Fertigungspro-
zessen ist fir viele Elektronikfertiger
eine zentrale Aufgabe in der strate-
gischen Fertigungsplanung. Aus die-
sem Grund missen Maschinenan-
bieter verstarkt Uber das Zusammen-
legen von Einzelprozessen innerhalb
ihrer Maschinen nachdenken. Pr(if-
technik Schneider & Koch stellte vor
anderthalb Jahren das Testsystem
LaserVision LED vor, eine Kombina-
tion aus AOI und LED-Tester. Zum
Einsatz kommt dieses System unter
anderem beim EMS-Dienstleister
Frank Elektronik GmbH.

[=t=4

Die Frank Elektronik GmbH bie-
tet seit mehr als 15 Jahren die Lei-
terplattenbestiickung, Kabelkon-
fektionierung, Baugruppenmontage
und die Frontplattenbedruckung
als EMS-Dienstleister an. Die Ent-
wicklung und Fertigung von LED-
bestiickten Leiterplatten ist ein wei-
teres Fachgebiet des EMS-Dienst-
leisters. Mitte 2014 entschied sich
ihr Geschaftsfiihrer Andreas Frank,
in die Produktion von LED-Leisten
mit einer Lange von 1500 mm ein-
zusteigen.

Inline-Priifung

Neben der eigentlichen AOI-Funk-
tion sollte das neue Testsystem
auch die Funktionen der bestlickten
LEDs inline priifen kénnen. ,Das
LaserVision LED deckt genau die
Anforderungen ab, die wir an so ein
System hatten. Im Vorfeld hatten
wir mit Sondermaschinenherstel-
lern gesprochen, aber es war nie
mdglich, eine allumfassende Anlage
zu konzipieren, die auch in einem
annehmbaren Preissegment lag*,
erinnert sich der Geschéftsflihrer.

Zum damaligen Zeitpunkt gab es
noch kein System, das beide Funk-
tionen vereinte, auf dem Markt. Aus
diesem Grund nahm Frank mit Son-
dermaschinen-Herstellern Kontakt
auf, wobei schnell deutlich wurde,

dass die Entwicklungskosten zum
Teil viel zu hoch waren und eine
Kombination der beiden Priifverfah-
ren nicht moglich war. Auf der pro-
ductronica 2015 stellte dann Schnei-
der & Koch das Testsystem Laser-
Vision LED erstmalig vor. Das Test-
system wurde fiir die Priifung von
bestiickten LED-Leiterplatten entwi-
ckelt. Dabei wird die komplette Pri-
fung der Leiterplatten bis zu einer
Lange von bis zu 1500 mm mdglich.
Diese umfasst die AOI-Priifung, den
Funktionstest als auch die Priifung
der LEDs bez(iglich Helligkeit, Span-
nung und Farbtemperatur.

Kostengiinstigere Losung
gefordert

In der Vergangenheit wurden oft
Lichtwellenleiter-Systeme und Sen-
soriken eingesetzt, die als Ergén-
zung in den elektrischen Testver-
fahren, wie ICT oder FKT, in den
Adaptern integriert wurden. Aber
gerade diese LGsungen wurden
sehr teuer, wenn eine Vielzahl an
LEDs gepriift werden musste. Die
Kosten fiir die LED-Priifung erreich-
ten daher schnell ein Vielfaches der
eigentlichen Adaptionskosten. Da
die Messtechnik méglichst dicht an
die zu priifenden LEDs angeordnet
werden muss und idealerweise nicht
Uber Schnittstellen geflihrt werden
solite, wiirden diese Kosten daher fiir
jeden eingesetzten Adapter anfallen.

,Der LED-Tester bendtigt zwar
ebenfalls einen Adapter fiir die elek-
trische Kontaktierung im Inlinepro-
zess, die LED-Messtechnik kann
aber universell Uber die gesamte
BaugruppengroéRe genutzt werden
und wird nur einmalig im System
bendtigt. Darin liegt der Mehrwert
fur den Kunden beim Einsatz des
LaserVision LED*, erklart Ronald
Block, einer der beiden Geschafts-
fuhrer der Priftechnik Schneider &
Koch. Hierdurch kénnen die Kosten
bei der Priifung von mehreren LEDs
sowie bei der Inspektion von meh-
reren Applikationen erheblich redu-
ziert werden.

Unterschiedliche Priifungsansatze

Fir die LED-Tests gibt es zwei
unterschiedliche Priifungsansatze:
Im taktzeitoptimierten Ansatz wird
die im AQI eingesetzte Kamera
zur Priifung verwendet. Die Pri-
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fung kann allerdings auch (iber ein
integriertes Spektrometer erfolgen.
Dieses ist aber grundsatzlich nicht
notwendig, da die Kamera haufig
ausreichende Ergebnisse liefert. Fir
genauere Messungen kann dann
das Spektrometer hinzugezogen
werden. Da es sich dabei um ein
sehr langsames Messsystem han-
delt, ist es aber fiir den GrolRserien-
einsatz eher ungeeignet.

Sinnvolle Kombination

,In unserem System werden beide
Prifverfahren miteinander kombi-
niert, wodurch das LaserVision LED

Das leistungsstarke Digitalmikroskop EVO Cam von Vision Engi-
neering ist jetzt um den neuen variablen Gelenkarm erweitert wor-
den. Mit dieser Stativvariante werden digitale Inspektions- und Ana-

die Vorteile aus beiden Verfahren
vereint: die schnelle Prifung mit
der Kamera und die genaue Mes-
sung mit dem Spektrometer®, erklart
Block. Das Alleinstellungsmerkmal
ist der Abgleich. Mit dem Spektro-
meter kann eine Baugruppe ausge-
messen und dann mit dem Kamer-
asystem in Ubereinklang gebracht
werden. Die Prifung erfolgt auf
Einzel-LED-Ebene. LED-Leuch-
ten lassen sich komplett als End-
produkte und auch in unterschied-
lichen Fertigungsstanden priifen.
Um auch den Anforderungen einer
modernen LED-Fertigung gerecht

zu werden, wurde das System um
das Handling von bis zu 1500 mm
langen Baugruppen erweitert. Das
Besondere dabei ist, dass der Kunde
im Nachlaufband eine Markierung
der Pass-Baugruppen vornehmen
kann. Dies erfolgt zum Beispiel mit
einem Tinten-Markierungssystem,
ist aber auch mit anderen Verfah-
ren umsetzbar.

Ideales Messsystem

,Das LaserVision LED ist fiir uns
das ideale Messsystem®, erklart
Frank. Mittlerweile setzt das Unter-
nehmen in zwei seiner Inlineferti-

Digitalmikroskop mit variablem Gelenkarm

lyseanwendungen noch flexibler durchgefhrt.

Bildverarbeitung, Mikroskopie und digitale Videobilder werden mitt-
lerweile kombiniert und vereinfachen den Arbeitsprozess in der Fer-

tigung, F&E und QS im Elektronikbereich in besonderem MaRe. Mit

dem neuen Digitalmikroskop EVO Cam werden Effizienz und Pro-

duktivitat gesteigert und Fehler bereits friih im Arbeitsablauf erkannt.
Inspektion, Manipulation, Praparation und Dokumentation werden

komfortabel ausgefiihrt.

Die gelieferten Full-HD Livebilder (1080 p/60 fps) erwecken eine

makroskopische und mikroskopische Welt mit hervorragender Detail-

genauigkeit zum Leben. VergroRerungsoptionen bis zu 300x und ein

intelligenter 30:1 Autofokuszoom gewahrleisten durchwegs eine ultra-

scharfe Bildqualitat. In puncto Bildwiederholgenauigkeit und Prézision
im Digitalzoombereich setzt das System MaRstébe in seiner Klasse.

Gerade wenn ein grofier Zoombereich gefordert ist und Objekte bzw.
Proben sowohl in der Ubersicht, als auch im Detail bei hoher Vergro-
Rerung analysiert oder inspiziert werden, zeigt die brillante Optik des
Digitalmikroskops EVO Cam seine Starken.

Feinste Strukturen werden auch bei schwierigen Lichtverhéltnissen
oder Materialien sichtbar und der Anwender profitiert von einer hoch-
wertigen und zuverlassigen Gesamtperformance. Die schnelle und
einfache Bildspeicherung wird wahlweise auf einem externen Medium

Das neue Digitalmikroskop EVO Cam bietet auBergewdhnliche Bild-
qualitdt bei einfacher, intuitiver Bedienung fiir vielseitigste Inspek-

tions- und Analyse-Anwendungen

(USB-Stick) oder einer optionalen Softwarelésung zur Bildaufnahme,
Vermessung und Dokumentation durchgeftihrt.

» Vision Engineering Ltd.
www.visioneng.de/evocam

gungen das System von Schnei-
der und Koch ein. Dabei priift das
LaserVision LED nicht nur die
bestiickte Leiterplatte, sondern
liest auch die Seriennummern der
Leiterplatten aus. Diese werden
zusammen mit den Bin-Informa-
tionen, der Chargennummer und
den Messergebnissen zur Nach-
verfolgbarkeit abgespeichert.
»Aus diesem Grund sind wir in
der Lage, bei Abweichungen in
der Farbtemperatur oder der Hel-
ligkeit einzelner LEDs unseren
Lieferanten genau mitteilen zu
koénnen, welche LED-Chargen
nicht den gewiinschten Spezifi-
kationen entsprachen. Wir haben
somit unsere Position gegenuiber
den LED-Herstellern gestarkt”,
berichtet Frank.

Frank Elektronik konnte durch
das LaserVision LED die Quali-
tat in der LED-Bestlickung spur-
bar verbessern und gleichzeitig
die Kosten durch die Vollautoma-
tisierung reduzieren. Das Nutzen-
trennen sowie die Verpackung der
LED-Leisten erfolgt ebenfalls auto-
matisch. ,Dank dieser vollautoma-
tischen Fertigung sind wir gegen-
Uber asiatischen Anbietern kon-
kurrenzfahig", freut sich Frank. <«
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Individualisierte Klimatests flir Bauteile mit
besonderen Maf3en

Die TechnoLab GmbH stellt ab sofort eine grol3dimensionierte Testkammer fiir Klimapriifungen zur Verfligung.

Die neue Klimakammer von Technolab misst 2,9 Meter in der Hohe

Die Kammer ist mit einer Hohe
von knapp 3 m insbesondere fiir
Prifobjekte in auBergewohnlich
groen Dimensionen geeignet. In
der Testkammer lassen sich die
Stressfaktoren Temperatur und
Feuchte in unterschiedlichen Kom-
binationen simulieren, was unter
anderem den besonderen Anforde-
rungen der Automobilindustrie sowie
der Luft- und Raumfahrt entspricht.

TechnoLab optimiert fortlaufend
die neuen Raumlichkeiten am Ber-
liner Standort Siemensstadt zum
weiteren Ausbau seiner bisherigen
Test- und Priifsysteme, die fir die
Qualitatssicherung in allen Indus-
triebranchen eine wesentliche Rolle
spielen. Zuletzt konnte der Dienst-
leister seine Temperaturwechsel-
kammer als Klimakammer fertig-
stellen, die neben gerdumigeren
Malen nun auch mit dem Stressfak-
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tor Feuchte testen kann. Auf diese
Weise sind noch komplexere Kli-
mapriifungen realisierbar, wie sie
z.B. in der Automobilindustrie oder
in Luft- und Raumfahrt unverzicht-
bar sind. Dabei werden Bauteile,
Baugruppen oder fertige Gerate
in Zeitraffer teils extremen klima-
tischen Bedingungen ausgesetzt,
um zu priifen, ob sie auch am realen
Einsatzort mit groBen Temperatur-
belastungen und -schwankungen
sowie einer definierten Luftfeuch-
tigkeit funktionsfahig sind.
,Bauteile wie Antriebslager von
Offroad-Fahrzeugen, Schiffsaus-
ristungen oder Materialien, die in
der Luftfahrt zum Einsatz kommen,
mussen hdchsten Anforderungen
standhalten, egal an welchem Ein-
satzort und unter welchen Klimabe-
dingungen. Wir sind stolz, dass wir
mit unseren erweiterten Kapazitaten

unseren Kunden noch anspruchs-
vollere Tests bieten kdnnen, die die
Qualitat der Produkte unserer Auf-
traggeber auch in klimatisch extre-
men Einsatzgebieten unter Beweis
stellen, sagt Kris Karbinski, Marke-
ting- und Vertriebsleiter bei Techno-
Lab. ,Durch die Hohe unserer neuen
Kammer haben wir ein Alleinstel-
lungsmerkmal fiir Klimakammern
in Deutschland. Gerade die Auto-
mobilindustrie hat uns bereits besta-
tigt, dass wir hiermit die Bedurfnisse
unserer Kunden genau treffen.”

Die technischen Daten der neuen
Klimakammer:

* Volumen 24.000 |

+ Priflingsh6he max. 2,9 m

+ Temperaturbereich: -60 bis +90 °C

+ geregelte Feuchte mit einem
bestimmten Anteil an geldstem
Wasser

Die Klimapriifung und Tempe-
raturlagerung ist die einfachste
Form der Bereitstellung einer defi-
nierten Lufttemperatur (Tempera-
turlagerung) oder im etwas geho-
benen Niveau der Bereitstellung
einer definierten Lufttemperatur mit
einem bestimmten Anteil an gelé-
stem Wasser (relative oder absolute
Luftfeuchtigkeit — Klimaprtifung). Es
lassen sich aber auch geméaRigte bis
extreme Temperaturwechsel simulie-
ren, wobei neben der Differenz der

Temperaturen auch die Verweilzeit
in den unterschiedlichen Tempera-
turzonen sowie die Anderungsge-
schwindigkeit der Temperatur eine
Rolle spielen. Durch gezieltes Einlei-
ten von Feuchte l&sst sich der Prif-
ling, beispielsweise eine Schiffstur-
bine, auch vereisen.

Die Klimatests sind fur nahezu alle
Branchen relevant. Fir die Luftfahrt
sind sie unabdingbarer Bestandteil
der Qualitatssicherung, fiir die Auto-
mobilindustrie sind viele Spezial-
normen einzelner Hersteller mog-
lich, etwa, um Motoren oder elek-
trische Geréte zu testen. Dank der
Héhe lassen sich bei TechnoLab
auch sehr raumgreifende Priifob-
jekte, wie Ladesaulen fiir Elektro-
fahrzeuge, stehend testen. So konn-
ten so etwa die Glasscheiben sol-
cher Ladesaulen einem Stresstest
unterzogen werden, um ihre Bestan-
digkeit beim Einsatz in Wiistenregi-
onen zu dberprifen.

Dem Trend nach Spezialisierung
begegnen die TechnoLab-Ingeni-
eure durch einen besonders engen
und praxisorientierten Austausch
mit Entwicklern, Herstellern und
Anwendern. Aufgrund ihrer Spezial-
kenntnisse und dank ihrer Innovati-
onskraft verfeinern sie permanent
ihre Testmdglichkeiten.

» TechnoLab GmbH
www.technolab.de

Platz fiir Ladesdulen,
PV-Module und
dhnliches —
Technolabs neue
grof3e Klimakammer
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Neueste Thermal-Profilierungslosungen

Solderstar war das erste Unter-
nehmen, das die Leistungsfahig-
keit und die Flexibilitat internetba-
sierter Technologien nutzte, um die

Erfassung und Zentralisierung von
Echtzeitdaten aus Reflow-L6tofen

bindung und die Software, um Live-
Daten der Prozesse in den Ofen auf

zu optimieren. Die SMARTLine- die Produktionsplanung zu iber-
Systeme bieten die Netzwerkver- tragen. Das SMARTLine-System

Kompaktes 3D-Videosystem fiir die Industrie

MBR hat das 3D-Videosystem
um eine Variante fiir die Industrie
erweitert. Das kompakte System
besteht aus einer stabilen Grund-
platte und einer darauf befind-
lichen Saule. Am Auslegerarm
ist der bekannte 3D-Visionkopf
befestigt. Der 3D-Monitor befin-
det sich ergonomisch im Sicht-
bereich des Anwenders. Erganzt

wird diese Variante
um einen auf der
Grundplatte positi-
onierten Drehteller.
Das erleichtert hau-
fig die Betrachtung
von zu prifenden
Teilen.

Durch den hohen
Arbeitsfreiraum von
tber 400 mm ist die
Méglichkeit gege-
ben, Montagetétig-
keiten oder Nachar-
beiten bequem aus-
zufiihren. Es ste-
hen zwei Bildfelder
in der horizontalen
Grofke von 26 und
33 mm zu Verfi-

gung. Notwendige Bildaufnah-
men konnen auf einem USB-
Stick gespeichert werden. Das
System ist PC-unabhangig und
ist fir einen sofortigen Einsatz
komplett ausgestattet.

» MBR GmbH
info@mbr-gmbh.com
www.mbr-gmbh.com
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wurde im Hinblick auf das Konzept
der Industrie 4.0 entwickelt.

Kundenflexibilitat spielt eine
zentrale Rolle...

..bei der letzten Entwicklungs-
stufe der SMARTLine Die System-
architektur kann nun als Stand-
alone-Lésung in Umgebungen mit
hohem Durchsatz verwendet wer-
den oder im Rahmen eines skalier-
baren Netzwerks, denn sie bietet
Potenzial fir Prozesstransparenz
Uber multinationale Organisationen
hinweg. Dabei kommt eine Kombi-
nation aus lokalen und cloudbasier-
ten Servertechnologien zum Ein-

satz, wodurch sich neue Informa-
tionen flir den Ruckverfolgungs-
prozess ergeben.

Hosten auf cloudbasierten
Servern

Zusétzlich kann das neue Soft-
waresystem auf cloudbasierten
Servern gehostet werden. Dieser
Ansatz erweist sich besonders fir
kleinere Montageunternehmen
als wertvoll, da die Erfassung und
Analyse von Big Data derzeit aus-
schlieBlich bei Highend-Fertigung
in Erwagung gezogen wird. So kén-
nen kleinere Kunden von den Vor-
teilen intelligenter Fertigungsdaten
aus ihren Produktionslinien profitie-
ren, ohne dass sie in lokale Server-
hardware investieren oder diese
unterstlitzen missen.

API-Funktion

Die SMARTLine-Plattform zur
Temperaturprofiliberwachung
wurde auch verbessert und unter-
stiitzt nun die neue Solderstar-API-
Funktion. Uber diese Program-
mierschnittstelle (APl = Applica-
tion Programming Interface) kon-
nen Managementsysteme von Drit-
tanbietern Daten abrufen, die vom
SMARTLine-System erfasst wurden,
und sie fr schnelle Integrationslé-
sungen nutzen, da die Industrie 4.0
weiter an Fahrt gewinnt. Alle Sol-
derstar-Produkte sind in Deutsch-
land und in der Schweiz Uber Hil-
pert electronics erhaltlich.

» Hilpert electronics AG

www.hilpert.ch
www.hilpert-electronics.de
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Die 3D-Inspektion erfasst die Hohe von Steckverbinder-Pins

Jeder kennt und benutzt Steck-
verbinder. Dennoch sind sie keines-
falls triviale Bauteile. Bei der Ent-
wicklung von Steckverbindern miis-
sen vielfaltige Anforderungen an das
Design und an die Fertigungspro-
zesse beriicksichtigt werden. Dabei
kann es sowohl um die Ubertragung
von hohen Energien wie bei Bat-
terien, Generatoren und Motoren
gehen als auch um die Ubertragung
von Daten und Signalen.

Fehlerhafte Steckverbinder in
wichtigen elektronischen Subsyste-
men, beispielsweise in Autos oder
Flugzeugen, kénnen katastrophale

Folgen haben. Fehler, die durch
Inspektionssysteme nicht erkannt
werden, konnen lebensbedrohlich
sein oder auch kostspielige Rick-
holaktionen hervorrufen.

Deshalb hat EVT das Inspekti-
onssystem von Steckverbindern
optimiert und eine 100%-Qualitats-
prifung in 3D realisiert.

2D-Priif-Variante

Eine Mdglichkeit, die Pins der
Steckverbinder zu prtfen, ist die
2D-Variante. Dabei werden die Pins
der Stecker durch mehrere, kon-
ventionelle 2D-Kameras aus unter-

Innovative Losungen fiir die 3D-Inspektion

schiedlichen Aufnahmerichtungen
aufgenommen, vermessen und auf
Defekte kontrolliert. Der gesamte
Aufbau ist allerdings ziemlich auf-
wendig und bendtigt durch die erfor-
derliche Anzahl von Kameras viel
Platz. Sie lasst sich also nicht tiber-
all einsetzen.

3D-Bildverarbeitung

In diesen Féllen bietet die 3D-Bild-
verarbeitung die bessere, sicherere
und auch preisgtinstigere Ldsung.
Daher hat EVT ein speziell opti-
miertes Verfahren zur Inspektion
von Steckverbindern entwickelt.
Dabei ist das System sehr flexibel.
Die Pins von nahezu jedem Stecker
werden erkannt und auf ihre Unver-
sehrtheit geprift. So kdnnen mit nur
einem Scan durch den EyeScan AT
3D-Sensor mit der EyeVision Soft-
ware folgende Eigenschaften des
Scanobjekts gemessen werden:

+ Auslenkung der Pins
« Setztiefe
+ Geometrie des Pins

Dabei fiihrt die Software eine
sogenannte Taumelkreis-Inspek-
tion durch. Dies ist eine Priifung
auf die Auslenkung der Pins auf
lateraler Ebene und kann mittels
orthogonaler Betrachtung ausge-
flhrt werden. Zum anderen erfolgt
auch eine Messung der Setztiefe
der Pins. Durch die 3D-Inspektion ist
es moglich die Hohe der Pin-Spitze
auf dem Stecker zu vermessen. Und

EVT Eye Vision Technology
GmbH
www.evi-web.com  Durch die genaue Vermessung der Pins erkennt das System Fehler am Stecker
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zusatzlich werden die Pin-Spitzen
nicht nur in x- und y-Richtung son-
dern auch in z-Richtung gepruft.
Durch diese genaue Vermessung
der Pins erkennt das System Feh-
ler am Stecker wie z.B. verbogene
Verbindungskontakte, oder ob die
Pins zu tief im Gehause stecken
bzw. zu weit herausstehen.

EyeScan AT 3D-Sensor

Der EyeScan AT 3D-Sensor ist
auBerst prazise. Der Lasertriangula-
tionssensor liefert 2048 Punkte pro
Profil in einer Zeit von 25.000 Pro-
file pro Sekunde. Lasertriangulation
bedeutet, dass eine Kamera die auf
ein Prifobjekt projizierte Laserlinie
beobachtet und aus dem Linienpro-
fil die Hoheninformation berechnet.
Wahrend sich z.B. die Stecker unter
der Kamera hindurch bewegen, wer-
den mehrere Profile erstellt, die dann
zum Erzeugen eines 3D-Bildes ver-
wendet werden.

3D-Scanner erfasst auch Profile

Die EyeVision 3D verfiigt Uber
einen speziellen Befehlssatz, um
Profile zu scannen, darauf Mess-
ungen durchzufiihren und auf Feh-
ler zu inspizieren. Dabei wird von
den aufgenommenen Punkten nicht
nur die X- und Y-Richtung bestimmt,
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sonder auch die Position in Z-Rich-
tung. Daher kann auch gleichzeitig
eine Punktewolke von dem aufge-
zeichneten Objekt generiert wer-
den. Dazu wird ein Lasertriangula-
tions- oder auch ein Stereovision-
Sensor fir die Bildaufnahme beno-
tigt. Die Laserlinie tastet das Objekt
ab, und es wird entlang der Laser-
linie ein Bild aufgenommen und ein
Profil ausgegeben.

Beim Einsatz

des EyeVision
3D-ProfileScanner
tastet eine Laserlinie
das Objekt ab. Es
wird entlang der
Laserlinie ein Bild
aufgenommen und
ein Profil ausgegeben.
Dies dient dann
beispielsweise der
Inspektion von
Schweindhten und
der Kontrolle von
Kleberaupen

Bendtigt wird die Profilmessung
verschiedensten Bereichen der Pro-
duktfertigung wahrend des Produk-
tionsprozesses oder — allgemein
gefasst — bei der Qualitatssiche-
rung. Durch das Scannen einer
Schweillnaht kann beispielsweise
festgestellt werden, ob diese durch-
gehend korrekt durchgefiihrt wurde,
oder ob die Naht Fehler aufweist,
wie z.B. Risse, Hohlraume, feste Ein-

schliisse, Bindefehler und ungen-
gende Durchschweilung oder Form-
und Mafabweichungen.

Auch die Qualitatskontrolle von
Kleberaupen gehort zu den Einsatz-
maglichkeiten des 3D-Profil-Scan-
ners. Beim Auftragen von Kleber ist
es durchaus wichtig, zu kontrollie-
ren, ob der Auftrag durchgehend ist.

Die Ausflihrung der Kleberaupe
ist entscheidend fiir die Produktqua-
litat in verschiedensten Industrien,
wie z.B. Automotive oder Elektro-
nikindustrie. So zahlt in der automa-
tisierten Serienfertigung die Quali-
tatssicherung bei der Prozessiiber-
wachung zu den wesentlichen Wirt-
schaftlichkeitsfaktoren. Der Laser-
strahl erfasst den Klebstoffstrang,
und die EyeVision 3D Software
berechnet aus dessen Dimensi-
onen die Breite, Hohe und Flache
der Klebenaht.

Zusatzlich kann der Profil-Scan-
ner von Dreieckigen Objekten den
Winkel messen in dem zwei Drei-
ecksschenkel zusammentreffen. Und
auch die Spaltentiefe und Abstands-
weite zwischen zwei Objekten sind
mit der Laserlinie erfassbar und wer-
den von der Software berechnet.

Auch EyeVision 3D hat die gleiche
Benutzeroberflache wie die ande-
ren EyeVision-Versionen. Allerdings
wurden weitere Befehle erganzt,
beispielsweise um Auswertungen
und Messungen an Punktewolken
durchzufiihren. Die Drag&Drop-Pro-
grammierung vereinfacht die Hand-
habung. Es sind also keine Pro-
grammierkenntnisse notwendig. <«

Die EyeVision 3D Software berechnet aus den erfassten Dimensionen die Breite, Hohe und Fliche einer
Klebenaht
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End-of-Line-Tester nach Kanada geliefert

MCD Elektronik entwickelte fiir einen Hersteller kundenspezifischer Antriebstechnik in Kanada einen End-of-Line-
Tester fiir elektrische Klappensteller. Dafiir wurde das FES-Label der Canadian Standard Association erteilt

Bild 3: Das
begehrte
Label der CSA,
Voraussetzung
fiir die Einfuhr
von Gerdten
nach Kanada

Bild 1: Der End-of-Line Tester fiir elektrische Klappensteller

(Quelle Bild 1: MCD Elektronik)

MCD Elektronik GmbH
www.mcd-elektronik.de

Die Inline-Anlage wird, neben
dem Montieren von Dichtringen,
auch fir die Uberpriifung der Dicht-
heit sowie fir Funktionstests von
mechatronischen Komponenten
eingesetzt. MCD stand nicht nur vor

Bild 4: Zwei solcher motorisch betriebenen Klappen sorgen im AMG
4.0 Liter V8 BiTurbomotor fiir den sportlichen Sound

(Quelle: mbpassionblog)

c8

Bild 2: Die Station fiir die Funktionstests

sehr spezifischen technischen He-
rausforderungen, wie Vakuumtech-
nik, sondern machte auch Bekannt-
schaft mit der kanadischen Biiro-
kratie. Ohne das FES-Label des
,Field Evaluation Service” gibt es
namlich keine Einfuhrerlaubnis.
Field Evaluation ist das einmalige
Verifizierungsprogramm fir kleine
Produktionsserien. In Deutsch-
land fungiert der TUV-Siid als von
Kanada zertifiziertes Nationally
Recognized Testing Lab (NRTL).
Geschaftsfiihrer Bruno Horter
dazu: ,MCD liefert inzwischen in
48 Lander dieser Erde. Kanada
fehlte noch auf unserer Liste, aber
wir waren uns sicher, dass wir auch
die strengen Sicherheitsvorschriften
der Canadian Standard Associa-

tion, CSA, erfiillen wirden. Vom
Special Inspector des TUV-Siid
erhielten wir schlieflich das FES-
Label ohne Beanstandungen.”

End-of-Line Tester

Das System besteht aus zwei
Stationen und fungiert als End-
of-Line Tester. Es lasst sich durch
manuell wechselbare Komponen-
ten auf verschiedene Priflings-
Typen einstellen. Daneben gibt es
die Moglichkeit, neben dem kom-
pletten Priifablauf auch Repara-
turen durchzufiihren.

Auf der ersten Station wird ein
Dichtheitstest des Gehauses mit-
hilfe eines Differenzdruck-Messge-
rats durchgefiihrt. Nach der auto-
matischen Montage und Verpres-
sung des Wellendichtrings wird die
Dichtheit durch eine Reihe weiterer
Prifungen getestet.

Auf der zweiten Station erfolgt
die Funktionspriifung der mechatro-
nischen Komponenten. Eine spezi-
ell entwickelte Lastmaschine simu-
liert externe Anschlége und bringt
Bremsmomente auf bei einer Win-
kelmess-/Wiederholgenauigkeit im
Bereich von <0,1°. Je nach Prif-
lingstyp Uberprift die Station fol-
gende Werte und wertet sie aus:
Stromverlaufe, Drehmomente, Win-
kel, PWM-Riickmeldung sowie das
Signal des Hall-Sensors.

Die Priflinge erreichen die Sta-
tionen auf Warentragern vollau-
tomatisch per Transferband. Die
Warentrager-, Priflings- und Mess-
daten werden von der MCD Priifs-
oftware TestManager Classic Edi-
tion sowie dem MCD Toolmonitor
DatenManager erfasst und auf-
bereitet in einer Datenbank abge-
speichert. «
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Zuverlassigkeit von Elektronikbauteilen- und
Platinen erhohen

Laser-Vibrometer zur punktuellen und fldchenhaften Schwingformanalyse

Radnabenmotor des Fraunhofer-Instituts fiir Integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie 1ISB mit iiberlagerter Schwingform nach
flichenhafter Schwingungsanalyse mittels eines PSV

Elektronik ist aus heutigen Fahr-
zeugen nicht mehr wegzudenken,
sie steuert diese und treibt sie
zunehmend auch an. Deshalb ist
die Zuverlassigkeit der Elektronik
entscheidend fiir die Sicherheit,
Langlebigkeit sowie schlieBlich
den Markterfolg. Schwingungs- und
StoRbelastungen werden deshalb
vor dem Serienstart ausfiihrlich gete-
stet. In ein Auto oder Boot eingebaut,
mussen die Gerate betrachtliche
Schockbelastungen und Schwin-
gungen unbeschadet Uberstehen.
Nicht nur auf normalen Stralen,
sondern auch auf Schotterpisten
und rauer See sollen die elektro-
nischen Bauteile zuverl@ssig funk-
tionieren.

Hochempfindlich

Die berihrungslosen Schwin-
gungssensoren von Polytec sind
fir diese Problemstellungen ideal.
Die hochempfindliche Lasertech-
nologie splrt schwingungstech-
nische Schwachstellen an Leiter-

platten oder einzelnen Bauteilen
bis hinunter zu einzelnen Bond-
dréhten zuverlassig auf. Modal-
tests und Ordnungsanalysen liefern
schnell die richtigen Daten zur Opti-
mierung von Bauteilen, Leiterplat-
ten, Gehausen und Aufhédngungen.

Polytec Scanning Vibrometer
(PSV)

Mit Polytec Scanning Vibrometer
kdnnen Sie beim Layout die Schwin-
gungsmoden der Platine bertiick-
sichtigen. Schwere Bauteile wie
Kondensatoren oder Prozessoren
mit Kiihlelementen lassen sich so
einfach in die Knoten der Schwing-
form platzieren. Die Dauerbelas-
tung kann dadurch um 80% redu-
ziert und die Lebensdauer entspre-
chend gesteigert werden. Scanning-
und Einpunktvibrometer sind daher
die erste Wahl bei OEM und Tier
1-Zulieferern auf der ganzen Welt.

» POLYTEC GmbH
www.polytec.de

Flying Test Systems erhoht Testabdeckung mit XJTAG

XJTAG und Flying Test Systems geben heute
die Unterzeichnung eines gemeinsamen Tech-
nologiepartner-Vertrags bekannt. Flying Test
Systems bietet elektronische Leiterplatten-Test-
und Reparaturdienste, Design for Test (DFT)-
Beratungsleistungen so wie SPEAs Flying
Probe Tester und malgeschneiderte Funk-
tionsprfgerate fiir die Produktion.

Nigel Priest, Geschaftsfihrer von Flying Test
Systems, (iber die Vereinbarung mit XJTAG:

JJestingenieure stehen unter steigendem

Druck wegen Komponenten, die wenig oder
gar keinen Zugang zu Pins bieten und auch
der Platz fir Testpunkte wird stetig minimiert.
Wir bei Flying Test Systems sind standig auf
der Suche nach den besten Testlésungen fiir
unsere Kunden und haben festgestellt, dass
XJTAG-Boundary-Scan eine hervorragende
Funktionalitat bietet, die wettbewerbsfahig,
benutzerfreundlich und mit einem flexiblen
Lizenzmodell ausgestattet ist.

XJTAG arbeitet mit einer Vielzahl von Anbie-
tern fir Testlosungen, einschlieflich Flying-
Probe-Anbietern zusammen, um den Kunden
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Best-in-Class-Testfahigkeit und groRtmaglichen
Nutzen zu bieten. Die Sicherstellung einer kon-
tinuierlichen DFT-Verbesserung und die Pri-
fung von Ball Grid Array (BGA) -Komponenten
auf dicht besiedelten Boards wirkt sich nicht
mehr auf die Testabdeckung aus und bedeu-
tet eine Kombination von JTAG-Boundary-
Scan, Nagelbett- und Flying-Probe-Maschi-
nen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Leistungsstarke und einfach zu bedienende,
integrierte Tests ermdglichen den Ingenieuren
eine Minimierung der Testzeit bei gleichzei-

tiger Maximierung der Testabdeckung, indem
sie Boundary-Scan nutzen.

Simon Payne, CEO von XJTAG, sagt: ,Wir
sind erfreut, eng mit Flying Test Systems
zusammenzuarbeiten und sie als Technologie-
partner gewonnen zu haben. Sie haben eine
Vielzahl von Kunden aus den untschiedlichsten
Bereichen, von Verteidigung dber Luftfahrt
bis hin zur Automobil-, Medizin-, Industrie-
und Halbleiterbranche in ganz GroRbritan-
nien. Flying Test Systems kennt die taglichen
Herausforderungen beim Testen und kann hel-
fen, die richtige Losung zu finden.”

Da elektronische Schaltkreise stets kompli-
zierter werden, hilft die Zusammenarbeit zwi-
schen filhrenden Anbietern nicht nur bei der
Bewaltigung der Herausforderungen, denen
sich Ingenieure heute stellen missen, son-
dern schafft auch Testlsungen fir die Zukunft.

> XJTAG
www.xjtag.com
Flying Test Systems
www.flyingtest.co.uk
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Neues Digitalmikroskop mit optimierter
Beleuchtung und Fokussierung

Keyence hat vor kurzem sein neues Digitalmikroskop mit erweiterten Funktionen auf dem deutschen Markt
eingefiihrt. Hierbei gibt es vor allem bei der Beleuchtung und der Fokussierung hilfreiche Neuerung, wodurch sich
nun noch mehr Details visualisieren lassen.

30

KEYENCE Deutschland
GmbH
www.keyence.de

Das Digitalmikroskop VHX-6000
verfligt Uber eine Vielzahl an neuen
Funktionen, wie zum Beispiel die
Multi-Lighting-Funktion. Dank die-
ser lassen sich Objekte nun aus
unterschiedlichen Beleuchtungswin-
keln betrachten. So genligt ein ein-
ziger Knopfdruck, um das optimale
Beleuchtungsergebnis zu erhal-
ten und Merkmale zu sehen, die
vorher nicht sichtbar waren. Falls
eine andere Beleuchtungsart von
Vorteil wére, um andere Merkmale
zu visualisieren, ist eine Neuauf-
nahme nicht nétig. Denn selbst im
Nachhinein I&sst sich die Beleuch-
tung einfach anpassen. Zahlreiche
Lichttechniken, wie Hell- und Dun-
kelfeld, Durchlicht, polarisierendes
Licht und differenzielle Interferenz-
beobachtungen runden das System
ab. So unterstiitzt beispielsweise
das duale Zoom-Objektiv VH-ZST,
das einen Vergroferungsbereich
von 20x - 2000x hat, die Keyence-
Mix-Beleuchtung, welche Hell- und
Dunkelfeld kombiniert.

Generell legt Keyence groRen
Wert auf die Entwicklung hochwer-
tiger Objektive. Das Ergebnis ihrer
langjahrigen Erfahrung sind die

hochauflésenden RZ-Objektive mit
denen sich detaillierte Analysen bis
in den Submikrometerbereich durch-
fihren lassen. Diese sind so konzi-
piert, dass sie sowohl mit Vorgan-
germodellen als auch mit zukiinf-
tigen Modellen kompatibel sind.
Zudem gibt es einige neue Mess-
und Analysefunktionen, wie etwa
die Technische Sauberkeit/Rest-
schmutzanalyse, welche auf der
ISO-Norm 16232 basiert. Hierbei
wird das Bild, nach Erfassen des
Gesamtmessbereichs, in mehrere
Regionen aufgeteilt und dann ein-
zeln analysiert. DarUber hinaus bie-
tet die neueste Software schnelle
und automatische Flachenmes-
sungen und -zahlungen sowie Korn-
groRenanalysen an.

Wesentliche Verbesserungen

Auch beziiglich der Fokussierung
gibt es wesentliche Verbesserungen.
So erhélt man auch hier automatisch
und schnell eine Tiefenzusammen-
setzung - einfach per Knopfdruck.
Selbst bei Verschiebung der XYZ-
Richtungen ist eine Tiefenschérfe
im Livebild stets gegeben. Der
Nutzer des Mikroskops muss sich
lediglich mithilfe des Joysticks zu
dem jeweiligen Bereich bewegen,
den er betrachten will. Das VHX-
6000 scannt dann automatisch den
Brennweitenbereich und erstellt ein

Bild, welches komplett tiefenscharf
ist. Dies geschieht binnen weniger
Sekunden - eine Funktion, die zeit-
sparend und benutzerfreundlich ist.
Dadurch hat der Nutzer den Vorteil,
dass er das gesamte Sichtfeld auf
einen Blick prifen kann. Ermdg-
licht wird dies durch die hochemp-
findliche, schnelle CMOS-Kamera,
die eine Bildfrequenz von 50 Bildern
pro Sekunde aufweist.

Eigene Entwicklungen

Alle Komponenten - Objektive,
Kamera, Grafiksystem und Objekt-
tisch — sind Keyence-eigene Ent-
wicklungen und als Komplettsystem
konzipiert. Dadurch wird nicht nur
eine maximale Leistungsfahigkeit,
sondern auch ein optimales Zusam-
menspiel zwischen Scharfentiefe,
Auflésung und Helligkeit gewahr-
leistet. Zudem verfligt der motorbe-
triebene XY-Objekttisch jetzt nicht
nur Uber eine groRere Reichweite
und eine hohere Belastbarkeit. Er
kann nun auch schneller verfah-
ren. Somit zeichnet sich das neue
Digitalmikroskop VHX-6000 durch
seine hohe Benutzerfreundlichkeit,
seine Schnelligkeit und seine Wie-
derholbarkeit aus. Dank optimierter
Beleuchtung und Fokussierung las-
sen sich mit nur einem Geréat umfas-
sende Betrachtungen und Analysen
realisieren. <«
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Software

Version 3.0 des ViPRA -
Paperless Repair System

Router Solutions in Darmstadt verffentlichte die

Version 3.0 ihrer ViPRA — Visualisierung fiir Papierlose
Reparatur- und Assembly-Software. Das Produkt
ermdglicht eine optimale grafische Darstellung von
allen Priiffehlern im Layout. Uber eine Plattform
kénnen ReparaturmalsSnahmen mit Hilfe der
Reparaturberater-Funktion eingegeben werden.

Alle Reparaturmanahmen wer-
den in der ViPRA Datenbank abge-
speichert und kénnen jederzeit
ausgewertet werden. Das Repor-
ting Modul, ,ViPRA Stats*, erzeugt
anwenderdefinierte Berichte aller
Art —inklusive einer Auflistung der
haufigsten Fehler, First-Pass-Yield,
DPMO und vielen weiteren.

Moderne
Integrationsarchitektur

Einige der groften deutschen
EMS-Unternehmen arbeiten bereits
seit Uber zehn Jahren mit Rou-
ter Solutions’ ViPRA — Paperless
Repair Software. Router Solu-
tions konnte durch das Versions-
Update ViPRA 3.0 das Programm
um Einiges optimieren und ver-
bessern. Unter anderem mit einer
modernen Integrationsarchitektur
und verbesserten Tester-Schnitt-
stellen.

Idealer grafischer Uberblick iiber
die gesamte Leiterplatte

Statement von Kevin Decker-
Weiss, Geschaftsflhrer der Rou-
ter Solutions GmbH: ,ViPRA bietet
den Anwendern einen idealen gra-
fischen Uberblick tiber die gesamte
Leiterplatte oder den Schaltplan. Die
Uniibersichtlichkeit, die haufig bei
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den papierlosen Reparatursyste-
men herrscht, wird bei ViPRA ver-
mieden und erreicht dadurch eine
schnelle Akzeptanz bei Anwen-
dern. Durch einfach zu konfigurie-
rende Schnittstellen zu den Test-
maschinen kann der Bediener sich
schnell auf die defekten Bereiche
fokussieren, wobei alle relevanten
Prifergebnisse sehr Gbersichtlich
dargestellt werden. Kombiniert mit
ViPRA Stats, stellt das System eine
kostengiinstige Closed-Loop-Repa-
raturlésung mit einfacher Datensyn-
chronisation zu MES dar.”

Generierung eines echten
Mehrwerts

Als autorisierter Distributor fiir
Zentraleuropa und Integrator der
Valor MSS Software-Linie von
Mentor, a Siemens Business,
beteiligt sich Router Solutions
aktiv an dem Dialog zum Thema
Industrie 4.0. Das Router-Solutions-
Experten-Team sorgt fiir die naht-
lose Integration und Inbetriebnahme
der Software, damit ein echter Mehr-
wert fir EMS- und OEM-Unterneh-
men generiert werden kann.

» Router Solutions GmbH

sales@routersolutions.de
www.routersolutions.de

3l

Bela

LAYOUT
create ; electronics

3D-MID
Prototyping

www.pcb-pool.com/3DMID




Produktion

Weltpremiere einer Coating/Dispens-Anlage

Werner Wirth prdsentierte erstmalig die neuentwickelte Coating- und Dispens-Anlage Alpha 6 auf der SMT in
Niirnberg

Mit der Alpha 6 wurde eine neue,
innovative und kompakte Verarbei-
tungsplattform fiir unterschiedlichste
Beschichtungs- und Dosieranwen-
dungen entwickelt. Das Inline- und

Standalone-System zeichnet sich
durch seine Bedienerfreundlich-
keit sowie hohe Flexibilitat aus. Die
Maschine ist als abgeschlossene
Arbeitszelle konstruiert, die sowohl

zum Beschichten und Dosieren
unterschiedlicher Medien eingesetzt
werden kann, als auch flir weitere
kundenspezifische Anwendungen,
wie z.B. Oberflachenbehandlung via
Atmosphéren Plasma.

Die stabile und asthetisch
ansprechende Alpha 6 steht fiir
hohe Prazision und Wiederholungs-
genauigkeit in der Applikation. Ein
grolRer Arbeits- bzw. Lackierbe-
reich wird von bis zu vier Achsen
mit Servomotoren und Encoder
(Closed Loop) ausgerUstet. Das
lineargefiihrte robuste Antriebs-
system mit Kugelumlaufspindeln
sorgt fiir ein optimales Bewegungs-
profil der Applikationsaufgabe und
somit fiir eine hohe Beschichtungs-
qualitt und Wiederholgenauigkeit.
Das grafische, bedienerfreundliche
Programmierumfeld ermdglicht
eine einfache und intuitive Bedie-
nung. Das sind nur einige der vie-
len Systemmerkmale und még-
lichen Optionen.

Manch einer wird sich die Frage
stellen: ,Braucht der Markt eine wei-

tere Beschichtungs- und Dispens-
anlage?” Aufgrund eigener jahre-
langer Applikationserfahrungen im
Bereich Conformal Coating, Potting,
HotMelt Moulding und Bonding, der
Riickmeldungen von Kunden und
Materialherstellern kann man bei
Werner Wirth die Frage mit ,Ja"
beantworten.

Basierend auf vielen Erfahrungen
und dem Knowhow als Maschinen-
hersteller und Materialexperte, hat
man sich entschlossen, eine neue,
innovative, flexible und kompakte
Anlage zu bauen. Das Resultat
stellte man auf der SMT in Nirn-
berg vor.

Fir weitere Applikationsbespre-
chungen und Tests steht auch ein
Demo- und Technologiezentrum in
Hamburg zur Verfiigung. Hier fiihren
Experten den Einsatz verschiedener
Verguss-, Dispens- und Beschich-
tungsanlagen vor und gehen auf die
unterschiedlichsten Materialien ein.

» Werner Wirth GmbH
www.wernerwirth.deZ

Hochprazise Objektive fiir die Lasermaterialbearbeitung

Die Firma Qioptiq stellte ihre neue UV-Linse F-Theta Ronar fiir
Wellenldngen von 340 bis 360 nm vor. Mit dem neuen UV-Objektiv
F-Theta Ronar aus der Linos-Baureihe erganzt Qioptig, ein Unter-
nehmen der Excelitas Technologies, sein umfangreiches Produktpro-
gramm prozessgerechter Fokussiersysteme fiir Galvanometer-Scan-
systeme, die in der Lasermaterialbearbeitung in Hochleistungs- und
Kurzpulsanwendungen zum Einsatz kommen.

Das Linos F-Theta Ronar ist ein hochprazises telezentrisches
70-mm-Obijektiv fiir Wellenlangenbereiche von 340 bis 360 nm mit
einem Punktbilddurchmesser von lediglich 5 ym und einem 28 x
28 mm groRen Scanfeld. Damit eignet es sich optimal fiir die Mikro-
materialbearbeitung mit ultravioletten gepulsten Lasern in der Halb-
leiter-, Elektronik- und Displayindustrie.

Mit ihren technologisch fiihrenden Eigenschaften werden die Lin-
sen den wachsenden Anspriichen an die prazise Erzeugung von
Mikrostrukturen, Lochern etc. in diesen Industrien gerecht. So sorgt
etwa die Spezialoptik aus Quarzglas fir eine hohe Transmission und
reduziert die thermisch bedingte Verschiebung des Fokuspunktes.
Durch den Einsatz einer winkeloptimierten Breitbandbeschichtung
sind die Objektive zudem mit unterschiedlichen Laserquellen einsetz-
bar und verfiigen Uber eine geringe Absorption.

Die Linsen gewahrleisten damit beste Bearbeitungsergebnisse Uber
den gesamten Arbeitsbereich und tragen wesentlich zur Optimierung
der Prozesssicherheit bei.

Alle Scan-Objektive der Linos-Reihe sind fiir verschiedenste Brenn-
weiten erhaltlich und lassen sich mit unterschiedlichsten Laserstrahl-
durchmessern und angepassten Spiegelpositionen verwenden. Zum
Lieferumfang gehdrt ein austauschbares Schutzglas aus Quarzglas.

» Excelitas Technologies Corp.
www.excelitas.com
www.qioptiq.com
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4-Achsen-Highspeed-Bestiickungskopf

Der Fox ist nun auf vier Achsen
unterwegs und beweist mit bis zu
18.000 BE/h seinen Einsatz in High-
Mix Produktionen. Das Fox Pack ist
aus den Einstiegsmodulen Fox1 und
Fox2 zusammengesetzt, welche mit
ihrem Jett- und Dispenskopf multi-
funktionale Anwendungen abdecken.
Dazu kommt nun auch der Bestu-
cker Fox4, welcher die Hochleis-
tungsbestlickung in diesem Seg-
ment neu definiert.

Direkter Einstieg

Kunden kdnnen direkt in eine Pro-
duktionslinie einsteigen, um z.B. mit
drei Maschinen bis zu 49.600 BE/h
zu bestlcken ohne auf die High-
Flex-Prototypenfunktionen und das
Jetten von Lotpaste und Kleber ver-
zichten zu missen. Es ist auch mog-
lich, mit der Fox1 zu beginnen und

Essemtec AG  die Produktion, (iber die Lebens-
info@essemtec.com  dauer der Systeme, in jede mdgliche
www.essemtec.com  Richtung zu erweitern. Dies bedeu-
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 flir SMD-Schablonen

e kompatibel mit dem bewahrten
Railex-Archivsystem

www.photocad.de

lich durch den Einsatz von zwei
ultraschnellen Linearmotoren, vier
Bestlickkpfen und einem neuen
digitalen Highspeed-Doppel-Kame-
rasystem. Damit kénnen vier Bau-
teile (<10 mm) parallel vermessen
werden, die Maschine verarbeitet
Bauteile bis 80 x 80 mm und 25 mm
Hohe optional. In der Insel-Version
konnen bis 200 x 8 mm Feeder und
in der Linien-Version bis 140 Fee-
der gleichzeitig eingesetzt werden.
Zusétzlich wird Uber den Tray Slider
optional Platz fir die Paletten zur
Verfiigung gestellt ohne Feeder-
platze zu belegen.

Elektrisch verifizierbar

Weiter konnen Bauteile neu auch
elektrisch verifiziert werden. Eine
neue Reinraumhaube ist verfiig-

tet Investitionssicherheit. Die Fox4  bar, und die Fox1 und 2 erreichen
erreicht eine optimale Geschwin- dank der neuen Softwareversion
digkeit von 18.800 BE/h und nach 23 nach IPC 20% hohere Besti-
IPC 16.100 BE/h. Dies wurde mdg- ckungsleistungen. <

.photocad

precision works.

ESD-Archivtaschen

e ESD-geprift und zertifiziert
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Riickverfolgbarkeit der Leiterplatte durch
Beschriftungsdruck

Historischer Beschriftungsdruck lebt dank moderner Trackingmdglichkeiten wieder auf.

Durch den zunehmenden Kun-
denwunsch der Riickverfolgbar-
keit von Leiterplatten hat sich Vario-
print entschlossen, in das neueste
Inkjet-Beschriftungsdrucksystem
von MicroCraft zu investieren.

Mit dem neuen Inkjet kdnnen nun
kleinste Schriftgrofen realisiert wer-
den. Dies sowohl mit weillem als

Eine sehr kurze Prozesszeit mit
schnellem und komfortablem Pro-
duktwechsel bietet der semi-auto-
matische Nutzentrenner LOW 7050
mit einem Arbeitsbereich von 700
x 500mm - optional bis zu 1000 x
750 mm - ideal fir groRe Leiterplat-
tennutzen. Ausgelegt fiir hohe Pro-
duktvolumen arbeitet die LOW7050
optional mit Doppelkopf parallel an
einer groRen oder zwei parallel im
Trager arretierten Leiterplatten.

Entwickelt wurde die Nutzen-
trennmaschine LOW7050 um mit
doppelter Trenngeschwindigkeit -
Lohnkosten beim Trennen zu sen-
ken und Taktzeiten zu reduzieren.
Dies insbesondere wenn Inline-
Nutzentrenn-Maschinen mit nur
1 Fraskopf zu langsam sind oder

auch schwarzem Beschriftungs-
druck. Durch die integrierte UV-

Lampe wird die Tinte direkt nach
dem Jetting angetrocknet und an
Ort und Stelle fixiert. Daher kommt
es im Gegensatz zum Siebdruck

zu keinem Verflieen. Der Haupt-
vorteil gegenlber dem konventio-

nellen Siebdruck ist jedoch, dass

jede Leiterplatte digital bzw. indi- Folgende Anforderungen kdnnen
viduell bedruckt werden kann. Auf  bereits umgesetzt werden:

jeder Leiterplatte kann deshalb eine

aufsteigende Nummer oder kunden- « Strichstarke ab 100 pm
spe2|f|_sche Codes gedrucktwerden , 7oi ponhahe ab 600 um

und dies kostenneutral im selben - .
Prozess mit dem iibrigen Beschrif- * 2D-Codes mit bis zu 5 P'X?l fmm
tungsdruck. Somit sind neue Mog- * Abstand zur Offnung der Lotstopp-
lichkeiten zur Serienfertigung mit ~ maske: 100 pym
Nachverfolgbarkeit gegeben. Dank
Barcodes und Datamatrixcodes kon-
nen Kunden nun die einzelne Lei-
terplatte zuriickverfolgen.

» Varioprint AG
office@varioprint.ch
www.varioprint.ch

Schneller semi-automatischer Nutzentrenner LOW7050

viele Nutzentypen getrennt werden
sollen. Die Maschine LOW7050
behalt dabei die bei semiautoma-
tischen Nutzentrennern Ubliche
Uberlegene Flexibilitat.

In der Serienausstattung ver-
fiigt der Nutzentrenner tber hoch-
dynamische Linearmotorachsen
und Parallel Shuttle. Die Anlage
kann wahlweise mit zwei Frés-
oder Sagemodule ausgestattet
werden. Fraserlangenabarbei-
tung, Durchmesserkontrolle und
Kamerasystem gehdren eben-
falls zum Standard. Fir minimale
Handlingszeiten ist der Nutzen-
trenner LOW 7050 mit zwei par-
allel laufenden Y-Achsen ausge-
stattet. Der Trennprozess erfolgt
von oben.

» Systemtechnik Holzer GmbH, www.hoelzer.de
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Stabile Produktionsgeschwindigkeit trotz
steigender Komplexitat von SMD-Schablonen

Becktronic digitalisiert interne
Fertigungsablaufe. Das hat einen
guten Grund: Auftrage innerhalb
von einem Tag auszuliefern, einen
4-Stunden-Eilservice ohne Aufpreis
zu gewahrleisten, und das bei gleich-
zeitig wachsenden Anforderungen
an die Schablone in den Bereichen
SMD, LTCC oder Waferherstellung,
spiegeln die anspruchsvollen Bran-
chenherausforderungen von heute
wider. Doch nur wenige Dienstlei-
ster konnen diesem hohen Quali-
tatsniveau gerecht werden. Umso
gréRer sind die Anspriche einzel-
ner Marktakteure.

Steigende Fertigungs-
herausforderungen

Bei der Becktronic GmbH ist man
nun trotz stetig komplexerer Ausfiih-
rungen von SMD-Schablonen sowie
einem zunehmenden Auftragsvolu-
men den steigenden Fertigungshe-
rausforderungen gewachsen. Der
SMD-Schablonenproduzent sieht
den heutigen und kommenden
Herausforderungen gelassen ent-
gegen. Maglich wurde dies durch
optimale Prozesse und den Einsatz
eines an die Wertschopfungskette
angepassten ERP-Systems.

Hintergrund: Im Zeitalter der In-
dustrie 4.0 erwarten Kunden eine
transparente Kommunikation wah-
rend der Bearbeitungsphase sowie
héchste Qualitatsstandards in allen
Bereichen. Hohere Packungsdich-
ten auf immer kleineren Flachen,
komplexer werdende Padbilder
und ein zunehmender Mix aus
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unterschiedlichen Bauteilen flh-
ren zu einem stetigen Niveauan-
stieg bei der Fertigung von SMD-
Schablonen. Diese Komplexitats-
zunahme im Fertigungsprozess
wirkt sich jedoch unweigerlich auf
die Herstellungsdauer aus und ver-
langert diese.

Hoher Qualitétsanspruch

Um die Geschwindigkeit und
Exaktheit in der Schablonenpro-
duktion dennoch aufrechtzuerhal-
ten und ihrem hohen Qualitatsan-
spruch stets gerecht zu werden,
investiert die Becktronic GmbH
verstarkt in die Optimierung inter-
ner Prozesse. Durch die Digitalisie-
rung einzelner Produktionsschritte
differenziert sich das Unternehmen
nicht nur von Wettbewerbern, son-
dern betritt gleichzeitig zukunfts-
starkes Terrain. Das Herzstlck der
Innovation ist ein individualisiertes
ERP-System (Enterprise-Resource-
Planning), welches die Anforde-
rungen an die Schablonenherstel-
lung sowie die Unternehmensab-
laufe in sich vereint.

Integration eines DMS

In einem zweiten Schritt ist die
Integration eines DMS (Dokumen-
tenmanagement-Systems) gep-
lant. Damit verfolgt das Unterneh-
men zielstrebig die Umsetzung
papierloser Biros: Redundanzen
werden vermieden, die Auffindbar-
keit wird durch Verschlagwortung
und individuell angepasste Struk-

turen beschleunigt. Diese Effizienz-
maximierung fihrt zu nachhaltigen
Qualitatssteigerungen trotz engen
Zeitfenstern.

Fundierte Grundlage

,Mit der Einfiihrung eines umfas-
senden ERP-Systems haben wir
nun eine fundierte Grundlage fiir
eine llickenlose Erfassung der
Wertschopfungskette geschaffen.
Wir werden die vielfaltigen Funk-
tionen des Systems sukzessive in
unsere Ablaufe integrieren, sodass
wir zukiinftig technische und kauf-
mannische Prozesse verknipft abbil-
den kdnnen. So schaffen wir groft-
magliche Transparenz flr unsere
Kunden und kénnen Sonderan-
forderungen prazise dokumentie-
ren und abrufen”, erklart Thomas
Schulte-Brinker, Geschaftsflhrer
der Becktronic GmbH.
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Mit diesen Neuerungen beweist
Becktronic digitale Entwicklungs-
kompetenz und eine nachhaltige
Unternehmensfiihrung. Seit jeher
legt das Unternehmen grofien Wert
auf eine umweltbewusste Unterneh-
menspolitik und strebt einen Uber die
Gesetzgebung hinausreichenden
verantwortungsbewussten Umgang
mit Roh- und Wertstoffen an. Der
eingeschlagene Weg zur Papier-
losigkeit spiegelt sich in den neu-
esten Bemuhungen wider.

Diese Investition ist eine von
vielen Mainahmen zur kontinuier-
lichen prozessorientierten Quali-
tatsoptimierung bei der SMD-Scha-
blonen-Fertigung. Weitere Schritte
werden im Laufe des Jahres folgen
und sind in intensiver Vorbereitung.

» Becktronic GmbH
www.becktronic.de
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@ Maschinenbau -
Systemtechnik WesterbachstraRe 4

Hélzer GmbH D-61476 Kronberg

Werkzeugbau -

Telefon 06173 / 9249-0
Telefax 06173 / 9249-27

Luftlagerfertigung

Internet: www.hoelzer.de
e-mail: info@hoelzer.de
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Professionelle Leiterplattenherstellung
leichter gemacht

Eurocircuits investierte in Ledia-
Direktbelichter

Im vergangenen Jahr hat die Euro-
circuits Aachen GmbH die umfang-
reichsten Investitionen seit Beste-
hen vorgenommen. Das Ziel war
die Schaffung der Voraussetzungen
fiir eine durchgangige Direktbelich-
tung in allen Fertigungsbereichen.
Dieses Jahr investiert Eurocircuits
am Standort Aachen in einen Ledia-
Direktbelichter, um diesen Ziel Nach-
druck zu verleihen und der stei-
genden Auftragslage Rechnung zu
tragen. Damit erweitert der Ledia
die Kapazitat der im letzten Jahr
vorgenommen Investition in einen
MDI von Schmoll.

Die ungarische Produktion hat
dieses Jahr ebenfalls einen zwei-
ten Ledia-Direktbelichter erhalten.

Durch die Direktbelichtung kon-
nen die Toleranzen in der Produk-
tion minimiert werden. Eurocircuits’
Ziel ist die ausschlieBliche Verwen-
dung dieses Verfahren sowohl bei
Innen- und AulRenlagen, als auch
bei der Belichtung des Létstopp-
lacks. Letzteres wird durch ener-
giereichere LEDs und der Entwick-
lung neuer Létstopplacke erméglicht,
welche die Zeiten fiir die Direktbe-
lichtung verkiirzen. Die erforder-
lichen Investition in die Beschich-
tungstechnologie (Spray Coating) als
Voraussetzung fir ein gleich blei-
bendes Belichtungsergebnis wur-
den bereits in 2016 vorgenommen.

Der Ledia SB33 ist auf die Belich-
tung von Lotstopplack optimiert und
arbeitet mit drei verschiedenen Wel-
lenldngen im Bereich von 350 bis
440 nm. Der neue Ledia wurde Mitte
Juni 2017 in der Produktion der Euro-
circuits Aachen GmbH installiert.
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KiCAD-Daten konnen nativ
importiert werden

Eurocircuits verarbeitet durch-
schnittlich 400 Kundendatenétze
taglich. Die Produktionsdaten-Auf-
breitung ist ein kritischer Prozess,
bei dem sichergestellt werden muss,
dass die empfangenen Daten die
vom Entwickler gewinschte Lei-
terplatte widerspiegeln und diese
auch produzierbar ist.

Die meisten CAD-Systeme am
Markt konnen Gerber-Daten zur
Leiterplatten-Herstellung erzeugen.
Diese konnen allerdings auch eine
maogliche Fehlerquelle sein. Nicht
eindeutig bezeichnete oder unvoll-
standige Daten machen eine zusatz-
liche Kommunikation zur Sicher-
stellung der korrekten Leiterplat-
ten-Ausfihrung notwendig.

Wegen der steigenden Popula-
ritdt der Open-Source-CAD-Soft-
ware KiCAD unterstitzt Eurocir-
cuits jetzt dessen nativen Importin
den PCB Visualizer. KiCAD-Dateien
deklarieren alle notwendigen Daten
und Informationen zur eindeutigen

Datenbeschreibung und somit zur
reibungslosen Leiterplatten-Her-
stellung.

Damit gesellt sich dieses Format
zu Extended Gerber und den eben-
falls nativen Import von Eagle-Daten
(*.BRD), deren eindeutige Dekla-
ration der Daten eine strukturierte
L6ésung ermdglicht. Unklarheiten,
wie eine nicht eindeutige Lagen-
zuordnung, fehlende Umrisse oder

Lagen, gehdren somit der Vergan-
genheit an.

Weitere Informationen zur Konfi-
guration von KiCAD erhalten Inte-
ressenten auf Eurocircuits” Web-
seite www.eurocircuits.com und
auf http://kicad-pcb.org.

» Eurocircuits
euro@eurocircuits.com
WWW.eurocircuits.com
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Erste echte Alternative zu
klassischen Chrom-Oberflachen

Das kannte ein Einsatzfeld des neuen Chrom-Lacks von WB coatings
sein (Bildquelle ,Automatikschaltung”: © peych_p/Fotolia)

Silberweill glanzende Oberfla-
chen ohne den Einsatz von Chrom?
Seit der Marktreife seines neuen
Chrom-Lacks beantwortet WB
coatings diese Frage selbstbe-
wusst mit ,Ja“. Optisch und phy-
sisch schafft ein Trio aus Grundie-
rung, Basislack und Klarlack Ergeb-
nisse, die den hohen Anspriichen
von Design, Architektur und Indus-
trie mehr als gerecht werden. Ein-
fach und schnell appliziert bietet WB
coatings mit seinem Lack ein Pro-
dukt, mit dem sich auch der baldige
Wegfall von Chrom (VI) bedenken-
los kompensieren I&sst.

Darauf haben viele industrielle
Branchen buchstéblich gewartet:
Die Rede ist von einem Beschich-
tungsverfahren, das die herkémm-

liche Bedampfung von Kunststoff-
oberflachen mit Aluminium oder
Chrom ablést. Das ab September
2017 drohende Verbot von Chrom-
(VI)-haltigen Verbindungen, die von
der Européischen Chemikalienagen-
tur bereits 2013 als krebserregend
und erbgutverandernd bewertet wor-
den sind, machte die Suche nach
einer zufriedenstellenden Alterna-
tive dringlicher denn je. WB coatings
ist es nun gelungen, einen Lack zu
entwickeln, dessen Verarbeitungs-
ergebnisse Chrom-Oberflachen
optisch sehr nahekommen.

Die Ergebnisse umfangreicher
Tests — unter anderem hinsicht-
lich Kratzfestigkeit, Speichel- und
Schweiflechtheit, Chemikalien- und
Cremebestandigkeit — waren durch-

weg positiv. Nach ersten Présenta-
tionen bestatigen Industrievertreter
dem neuen Chrom-Lack ebenfalls
Bestnoten.

Einfache Verarbeitung

Auch die einfache Verarbeitung
von Grundierung (WB Chrome Star
Primer), Basislack (WB Chrome Star
Base) und Klarlack (WB Chrome
Star Topcoat) bietet geldwerte Vor-
teile gegenliber bislang aufwan-
digen Bedampfungsverfahren; Denn
die drei jeweils aufeinander abge-
stimmten Zweikomponentensys-
teme werden mit handelsiblichen
Spriihsystemen appliziert. Ein lasie-
render Zusatzlack ermaéglicht far-
bige Oberflachengestaltungen mit
ebenfalls brillanten Effekten. So
lasst sich beispielsweise auch der
gerade bei Designobjekten haufig
verwendete Schwarzchrom tau-
schend echt nachahmen.

Damit Produktdesigner und Archi-
tekten, unter anderem aus den The-
menfeldern Consumer Electronics,
Medizintechnik, Messe- und Laden-
bau, Werbetechnik und schon bald
Automotive, bedenkenlos auch den
Einsatz punktueller Chromeffekte
in Betracht ziehen konnen, ermdg-
licht WB coatings die Order schon
ab einem Kilo.

» WB coatings
Warnecke & Bohm GmbH
Lack- und Farbenfabrik
info@wb-coatings.de
www.wh-coatings.de

WB coatings Chrom-Lack-Applikationsmuster (Bildquelle: WB coatings)
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Klebe-, Dosier- und
Vergusstechnologie

+ Prazise, wiederholgenaue
Dosierung von GieRharzen

- Optimaler Verguss unter
Vakuum und Atmosphare

+ Individuell zugeschnittene
Automatisierungslésungen

Lassen Sie uns
dber Ihr Projekt reden:

+49 9445 9564-0
vertrieb.de@scheugenpflug.de

@ scheugenpflug

Dosieren. VergieRen. Kleben.
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Anlage fiir das Dosieren anspruchsvoller
Materialien und neue Klebstoffe

Schliisselfertige Lésungen fiir das Optical Bonding hat Rampf auf der Messe Display Week 2017 gezeigt

Sind ganz klar zu sehen: die Vorteile von Optical Bonding

Mit einem vollautomatischen, teil-
weise patentierten Fligeverfahren
sowie hochwertigen optisch klaren
Klebstoffen prasentierte die Rampf
Group, Inc. auf der Display Week
2017 Ende Mai in Los Angeles, Kali-
fornien, eine Komplettldsung fiir den
Einsatz der Optical-Bonding-Tech-
nologie im Display-Bereich. Back-
ground: Mit jeder neuen Gene-
ration von Elektronikgeraten ver-
langen die Kunden nach héherer
Leistung und verbesserten Funk-
tionen. Das gilt auch fir Displays:
Bessere Lesbarkeit, héhere Stra-
pazierfahigkeit, dinnere Designs
und eine l&ngere Lebensdauer sind
nur einige der meistgefragten Quali-
taten. Um diesen steigenden Anfor-
derungen gerecht zu werden, hat
Rampf modernste Verarbeitungs-
technologien und Silikonklebstoffe
entwickelt:

Vakuumauftrag fiir optimale
Ergebnisse

Rampf hat ein vollautomatisches,
teilweise patentiertes Fiigeverfahren
entwickelt, das den prozesssicheren,
luftblasenfreien Auftrag von Bonding-
materialien mit anschlieBendem
Fiigen der Bauteile gewahrleistet.
Die Ausschussrate wird dadurch auf
nahezu null gesenkt. Hierbei werden
die Bondingmasse unter Vakuum auf-
getragen und die Bauteile unter Luft-
abschluss im Vakuum geflgt. Durch
die Dunnschicht-Entgasungstechno-
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logie der Einzelkomponenten ist die
Verarbeitung hochevakuierter Bon-

bereitung, und ist mit einem dyna-
mischen Mischsystem ausgestattet.

Durch das groRe Sichtfenster
kann der Vergussvorgang leicht
eingestellt und dberprift werden.
Umfangreiche Uberwachungs-
einrichtungen erleichtern die Pro-
zesskontrolle. Die Vakuumkammer
kann fir manuelle Beschickung oder
fir die Integration in automatisierte
Systeme ausgelegt werden.

Die Rampf Group, Inc. bietet
ihren Kunden auch schliisselfer-
tige Losungen fiir alle Optical-Bon-
ding-Prozesse. Zusétzlich zum Dis-
play-Flgeverfahren unter Vakuum
beinhalten die von Rampf konzi-
pierten vollautomatischen Produk-
tionssysteme alle Arbeitsschritte
zum Verkleben des Displays mit
dem Rahmen.

Vakuumdosieranlage DC-VAC von RAMPF fiir das Dosieren anspruchs-

voller Materialien

dingmaterialien mdglich. Darlber
hinaus erfolgt die Entgasung von
Hinterschnitten und der Spalte zwi-
schen Rahmen und Display bereits
beim Materialauftrag. So wird das
Risiko minimiert, dass beim Fiige-
und Aushérteprozess Luftblasen
eingeschlossen werden.

Der Auftrag der Bondingmasse
erfolgt mit der Rampf-Vakuumdo-
sieranlage DC-VAC. Die Anlage ist
fur die Verarbeitung von ein- und
zweikomponentigen Vergussmas-
sen ausgelegt, verfigt serienméa-
Rig tber eine Vakuummaterialauf-

RAKU-SIL

Die Silikonklebstoffe RAKU-SIL
von Rampf punkten mit heraus-
ragenden optischen und mecha-
nischen Eigenschaften:

100% Transparenz/Transmission
vollstandige Klarheit, sehr nied-
riger Haze-Wert
stabile Farbwerte uber die
gesamte Lebensdauer
unterschiedliche Hartegrade von
VLRH 20 bis VLRH 95
+ ausgezeichnete Haftung

Diese sogenannten LOCA-Kleb-
stoffe (Liquid Optically Clear Adhe-
sives) von Rampf haben ein attrak-
tives Preis/Leistungs-Verhaltnis und
sind fiir die grotechnische Verar-
beitung auf Misch- und Dosieran-
lagen optimiert. Sie sind raumtem-
peraturhartend und in unterschied-
lichen Harten und Viskositaten (von
flissig bis thixotrop) verfugbar.

Darliber hinaus bietet Rampf auch
erstklassige Klebstoffe zum Fixie-
ren von Displays, Rahmen, Halte-
rungen usw. In Kombination sind
diese auch fiir den Einsatz beim
,Dam-and-Fill*-Verfahren bestens
geeignet: Mit einem hochviskosen
Klebstoff wird zunachst ein Damm
dosiert, der den leicht flieRfahigen
optischen Klebstoff in Position hélt
und nach dem Fiigen zusétzlich zur
Haftung beitragt.

» Rampf Holding
GmbH & Co. KG
www.rampf-gruppe.de

Schliisselfertige Lasungen fiir das Optical Bonding von RAMPF
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Die-Bond-System fiir die optische Komponenten

Paroteq stellt in dieser Ausgabe
eine Modifikation des neuen High
Force Bond Systems HFB-0001
vor. Das System wurde speziell auf
die Anforderungen an das Bonden
kleiner optischer Komponenten aus-
gerichtet. Dazu wurden speziell die
optische Auflésung sowie die Ver-
groRerung an die kleinen Bauele-
mente angepasst und der Kraftbe-

Paroteq GmbH

info@paroteq.de
www.paroteq.de

reich weit nach unten verschoben.
Im Zusammenhang mit der heraus-
ragenden Stabilitdt des Systems

kénnen so reproduzierbar
Platziergenauigkeiten von
2um erreicht werden.

Herausragende
Eigenschaften

sind die stabile Aus-
fihrung in Granit und
die einfache Bedienung
und Parametrierung des
Systems. Ein nach hinten
offenes Design des Trag-
arms ermoglicht die direkte
Absaugung der Prozess-
gase von der Riickseite
zum Schutz des Operators
und empfindlicher Aufbau-
ten. Mit einer minimalen
Bond Force von 5¢N und
einer Platziergenaugig-
keit von 2 pm eignet sich das HFB-
System flir das Bonden von kleinen
optischen Bauelementen auf Sub-
mounts (CoS) oder Carrier (CoC).
Die Ausrichtung der Komponenten
erfolgt wie gewohnt iiber eine hoch-
auflésende Split Optik am Monitor.
Ein Laser Target Finder erleichtert
das schnelle Auffinden der klei-
nen Komponenten in der Prasen-
tation oder auf dem Heiztisch. Die
2. Z-Achse erméglicht das Hand-
ling weiterer Komponenten wie Sub-

mounts oder -assemblys ohne Tool-
wechsel oder einen Klebstofftrans-
fer mittels Dipper oder Dispenser.
Fir die Qualitatskontrolle und die
Prozessentwicklung steht die im
Blickwinkel verstellbare Inspekti-
onskamera zur Verfligung. Gesteu-
ert wird das System Uber den inte-
grierten Touchscreen. Die Parame-
trierung kann wahlweise tiber einen
PC erfolgen. Alle Prozessparame-
ter werden protokolliert und kon-
nen problemlos Uber eine Ether-
net Schnittstelle in das Datennetz
Uberspielt werden.

Die Flexibilitat des
Die-Bond-Systems

ermdglicht durch verschiedene
Beleuchtungs-, Heiz-, und Trans-
fermodule eine perfekte Anpas-
sung an die jeweilige Anwendung.
Dazu gehort eine Hellfeld, Dunkel-
feld und gemischte Beleuchtung
fur unterschiedliche Oberflachen
sowie verschieden groRe Heizfla-
chen mit unterschiedlichen Probe-
kammern. Paroteq bietet europa-
weite Beratung, Vertrieb und Ser-
vice und bietet Interessenten an,
unsere Systeme anhand eigener
Muster in Hennigsdorf bei Berlin
zu testen. <«
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© +49(0)9174-4720-0
2D - Messen

Die Anforderungen in der Praxis an Feinschneidteile

hinsichtlich Prazision und Materialauswahl sind sehr hoch

und vielfaltig. |
Das trifft z. B. auf Abschirmbleche, Lochblenden,
Kalibrierplatten, Dichtungen und vieles mehr zu. Cadilac-
Laser GmbH méchte Ihnen seine langjahrigen Erfahrungen |

Datamatrix |

Scannen |

in diesem Marktsegment als Dienstleistung anbieten.

Der Einsatz eines optischen Mess-Systems, welches

bertihrungslos arbeitet, ermdglicht uns das Messen von

Materialstarken, Stufen, Tiefenfrasungen und

Vertiefungen. Auch das Messen von Teilen mit weichen Oberflachen, von schmalen Nuten und
kleinen Bohrungen ist moglich.

Die Bandbreite ist hoch — konfrontieren Sie uns mit Ihren Anforderungen.

2D - Messen |

Microbearbeitung |

www.cadilac-laser.de
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Hochgenaue Laserbearbeitung mit
rotierendem Strahl

Eine spezielle Optik der GFH GmbH erméglicht einen flexiblen Einsatzbereich bei der Fertigung von
Priizisionsteilen mittels Ultrakurzpulslaser.

Die Mikrobearbeitungsanlagen GL.evo und GL.compact sind fiir hochste Qualititsanspriiche konzipiert und eigenen sich hervorragend zum
hochprizisen Mikrobohren, -schneiden und -drehen. Bilder: GFH GmbH

Seit einigen Jahren sind Ultra-
kurzpulslaser industriell verfiig-
bar und werden zunehmend in
der alltaglichen Produktion einge-
setzt. Durch ihre Fokussierbarkeit
auf eine extrem kleine Werkzeug-
gréRe sowie das beriihrungslose
und athermische Arbeiten sind sie
fir die Mikrobearbeitung sehr gut
geeignet.

Darauf kommt es an

Um jedoch beim Mikrobohren,
-schneiden und -drehen mit kon-
ventionellen Fertigungsmethoden
wie EDM, Frésen, Stanzen, Hoh-
nen oder Schleifen konkurrieren
zu kdnnen, muss der Laserstrahl
zu einem definierten Werkzeug
geformt und in entsprechendem
Tempo tber das Werkstiick bewegt
werden.

GFH hat diese Problematik mit
der Entwicklung einer speziellen
Trepanieroptik geldst, welche den

GFH GmbH Laserstrahl auf eine hochprazise

info@gfh-gmbh.de
www.gfh-gmbh.com
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Kreisbahn mit bis zu 30.000 rpm
bringt. Zudem ermdglicht diese es,

den Durchmesser und Anstellwin-
kel gezielt einzustellen.

Zum Einsatz kommt die Trepa-
nieroptik in Verbindung mit den
etablierten Mikrobearbeitungsanla-
gen GL.evo und GL.compact, wel-
che eine hohe Prazision bei der
Positionierung der Bauteile sowie

eine flexible Maschinenbedienung
gewahrleisten.

Bei der Bearbeitung mit Ultrakurz-
pulslasern wirkt die Energie eines
Pulses nur fir einige Pikosekunden
oder weniger auf das Werkstiick
ein. Dadurch verdampft das Mate-
rial an gewiinschter Stelle sofort,

Die drei Ultrakurzpulsverfahren Mikrobohren, -schneiden und -drehen
wurden auf der Laser World of Photonics Messe 2017 prisentiert.
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Das optische Konzept von Gl.trepan basiert auf einem rotierenden Zylinderlinsenteleskop in einer feingewuchteten Prizisionsspindel

Der rotierende und angestellte Laserstrahl
erlaubt ein Laserbohren mit positivem und
negativem Winkel sowie von zylindrischen
Lochern

ohne dass es zu Schmelzbildung
oder thermischen Veranderungen
im Umfeld kommt. Zudem erlaubt
die hohe Intensitat jedes einzel-
nen Pulses, dass eine Bearbeitung
ohne Materialbeschrankung mog-
lich ist und selbst hérteste Materi-
alien wie Diamant ohne Verschleil
bearbeitet werden kdnnen.

Hochprazise Mikrobearbeitung

Um aus dem Laserspot ein pré-
zises Werkzeug zu machen, setzt
die GFH GmbH die eigens ent-
wickelte Bohroptik GL.trepan ein.
Herzstlick ist ein rotierendes Zylin-
derlinsenteleskop, welches in einer
feingewuchteten Prazisionsspindel
gefasstist und den Laserstrahl auf
eine perfekte Kreishahn von bis zu
30.000 rpm bringt. Neben der Rota-
tionsgeschwindigkeit werden der
Kreisdurchmesser und der Anstell-
winkel mit der entsprechenden Soft-
ware eingestellt. Zusétzlich zur Rota-
tionsbewegung auf dem Werkstiick
wird das Strahlprofil in sich gedreht,
was zu einer héheren Robustheit im
Prozess fiihrt und selbst bei unrun-
dem Laserspot die Anfertigung einer
runden Bohrung zulasst.

electronicg, 3/2017

Achssystem

Wahrend bei konventionellen Ver-
fahren die Werkzeuge entweder nur
in festen Abstufungen erhaltlich sind
oder Spezialwerkzeuge angefertigt
werden missen, kann die Werk-
zeuggroRe mit GL.trepan auf den
Mikrometer genau eingestellt wer-
den. Neben dem Mikrobohren kann
GL.trepan auch zum Schneiden und
Drehen eingesetzt werden.

Flexible Anpassungen dank
innovativer Software

Durch die Verénderung des
Anstellwinkels ist es mdglich, den
bei der Laserbearbeitung vorgege-
benen Wandwinkel zu eliminieren
und zylindrisch oder sogar nega-
tiv konische Bohrungen mit einem
Aspektverhaltnis von bis zu 1:20
(Durchmesser/Lange) in Materi-
alstarken bis zwei Millimeter zu
erzeugen.

Hier sind Bohrungsdurchmesser
von 20 bis 500 pm mdglich. Die
Rundheit der Bohrungen ist bes-
ser als 95% mit einer Standardab-
weichung von 0,01.

In Kombination mit den hoch-
genauen Achssystemen der GL.evo
und GL.compact kann diese Optik
auch zum Prazisionsschneiden

Prizisionsschneiden mit rotierendem
und angestelltem Strahl und einer
Relativbewegung des Werkstiicks iiber das

und -drehen verwendet werden.
Beim Schneiden gibt die Einstel-
lung des Rotationsdurchmessers
und Anstellwinkels den Schnittspalt
und den Wandwinkel vor. Uber eine
Relativbewegung des Achssystems
in X und Y erfolgt der Schnitt ent-
lang der Schnittkontur. Die Schnitt-
geschwindigkeit hangt vom Werk-
stoff und der Materialstérke ab.
Edelstahl mit einer Dicke von 0,2
mm kann beispielsweise in hoher
Prézision mit senkrechten Schnitt-
kanten bei einem Vorschub von 250
mm/min geschnitten werden.

Laserdrehen mit
Ultrakurzpulslaser

Erstmals stellt die GFH GmbH
das hochprazise Laserdrehen mit
Ultrakurzpulslaser vor: Dabei wird
das Werkstiick durch eine Dreh-
achse auf Rotation gebracht und
Uber Linearachsen an den mittels
GL.trepan ebenfalls rotierenden und
angestellten Laserstrahl radial und
axial zugestellt.

Diese Technik erlaubt es,
Schrupp- und Schlichtvorgénge
ohne Qualitatsverlust durchzuflih-
ren, was bei allen anderen ather-
mischen Laserprozessen nicht mag-

Laserdrehen mit rotierendem und
angestelltem Strahl in Kombination mit einem
drehenden und linear bewegtem Werkstiick

lich ist. Dadurch kénnen mehrere
mm®min an Material entfernt und
dennoch eine Oberflachenqualitat
mit einer Rauheit von bis zu Ra =
0,1 um erzielt werden. Der Werk-
stlickdurchmesser darf zwischen
0,03 bis 10 mm betragen.

Zum Einsatz kommen luftgela-
gerte Achsen, die in Kombination
mit der beriihrungslosen Bearbei-
tung eine Konturgenauigkeit mit
einer Standardabweichung von
weniger als 0,3 um und eine Rund-
heit von weniger als einem Mikro-
meter erzielen. Da sich die Werk-
zeuggeometrie per Softwareeinstel-
lung flexibel und schnell anpassen
lasst, ist sogar die Kombination der
Prozesse Mikrobohren, -schneiden
und -drehen in einer Werkzeugauf-
spannung innerhalb der Bearbei-
tung eines Teils mdglich. Dies ver-
meidet einen Genauigkeitsverlust
durch ein Umspannen sowie zeit-
raubende Messoperationen.

Die Laserverfahren zur hoch-
genauen Fertigung von Mikro-
teilen mit Ultrakurzpulslaser sowie
die dafiir mafigeschneiderte Anla-
gentechnik wurde im Juni 2017 auf
der Laser World of Photonics vor-
gestellt. «
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Neue Werkzeuge fiir die Elektronikindustrie

Die MF Automation GmbH hat ihr Produktprogramm mit kleinsten Flach- und Balgensaugern, kompakten
Greifern und Vakuumsaugpinzetten sowie -pipetten erweitert.

Mini-Flachsauger

Eine neue Reihe
von Mini-Saugern
ist speziell flr
die Elektronik-
industrie und fir
Kleinteile aller Art
konzipiert worden.
Diese Flachsauger,
von denen unter-
schiedlichste Aus-
fuhrungen erhalt-

MF Automation GmbH
info@mf-automation.com
www.mf-automation.com
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lich sind, haben
einen Ansaugdurchmesser von 2
bis 8 mm. Verschiedene Materi-
alien stehen zur Auswahl, wie z.B.
NBR, schwarz und Silikon, trans-
parent. Auch Sauger in antista-
tischem Silikon, Polyurethan und
in FKM sind im Portfolio. Einige
Baugr6Ren gibt es auch in hitzebe-
standigem Silikon (bis 300 °C). Fir
alle Mini-Flachsauger stehen pas-
sende Anschlussteile zur Verfiigung.
Die Flachsauger sind ebenfalls
hervorragend fir die vielseitgen
Vakuum-Pinzetten und -Pipetten
aus dem Hause MF Automation
geeignet. Die Vakuumsauger sind
bereits ab einem Durchmesser
von 0,7 mm Saugflache erhaltlich -
natirlich mit den dazugehérenden
Anschlussteilen.
Die Vakuumpinzetten sind vom
Spiralschlauch bis hin zum Vaku-

umsauger komplett antistatisch. Sie
eignen sich optimal zum Montieren
von kleinen und diffizilen Teilen.

Bei dem MFVTA-Set wird zum
Ansaugen des Werkstlicks die Luft-
6ffnung mit dem Finger verschlos-
sen. Das MFVTA-Set hat ein Druck-
knopfventil, durch das das Vakuum
aktiviert wird. In dieser zweiten Aus-
flihrung ist auch ein Schalldampfer
integriert, sodass sehr gerduscharm
gearbeitet werden kann.

Das Set beinhaltet jeweils einen
Vakuum-Spiralschlauch und je einen
Vakuumsauger aus Silikon mit 2,
4, 6 oder 8 mm Saugdurchmesser
sowie zwei gebogene Adapter zum
Aufstecken der Sauger. Auf Wunsch
sind auch andere Materialien, wie
z.B. NBR, FKM oder antistatisches
Material, lieferbar. AuBerdem ste-
hen auch Sauger-SondergréRen
bis 21 mm Durchmesser zur Ver-
fugung. Als Zubehor ist eine spe-
Zielle Halterung fir die Vakuum-
pinzette erhaltlich.

Auch die Vakuumpipette, die es
in zwei antistatischen Ausfihrungen
gibt — Mini und Maxi — dient der ein-
fachen und sicheren Handhabung
von unterschiedlichen Kleinteilen
mit glatter Oberflache. Die Bedie-
nung ist sehr einfach und erfolgt
durch Fingerdruck auf den Balgen.
Es ist keine externe Vakuumquelle
erforderlich. Auch die Pipette wird

mit Adapter und Vakuumsaugern
geliefert.

Kleinstgreifer

Kompakte Kleinstgreifer namens
Micra gibt es fir Teile ab einem
Innendurchmesser von 2 mm. Sie
sind besonders klein und leicht und
haben trotzdem eine Greifkraft von
1,1 bis 4 N bei 5 bar. Der Kérper und
die Greifbacken bestehen aus Edel-
stahl. Diese Mini-Werkzeuge sind
auch zum Greifen von Leiterplat-
ten ideal geeignet.

Die Micra-Greifer gibt es in finf
abgestuften GréRen bis zu einem
Innendurchmesser von 10 mm.
Aulerdem stehen vier Montagevari-
anten zur Verfligung. Da diese Grei-
fer nur mit Druckluft arbeiten, sind
sie auch wartungsfrei und haben
durch die hochwertige Mechanik
eine lange Lebensdauer.

Die MF Automation GmbH bie-
tet professionelle Beratung auf der
Basis einer (iber 20-jahrigen Erfah-
rung in der Vakuum- und Greifer-
technik. Fir das richtige Handling
der Produkte macht das Unterneh-
men Vorschlage bis hin zur richtigen
Vakuumerzeugung, z.B. Mini-Ejek-
tor mit einstellbaren Abblasimpuls.

Weitere Informationen stehen auf
der Website zur Verfiigung. Dazu
gehdren Abbildungen und MaR-
zeichnungen. Nahere technische
Einzelheiten und Anwendungsbei-
spiele sind im neuen Greiferkata-
log MAG.21.2 genau beschrieben.
Der Katalog kann kostenlos ange-
fordert werden. <«

Fakuma, Halle B1, Stand 1202

electronicfab 3/2017



Wareneingangs-Scanner fiir die
Elektronikfertigung

Die Problematik bei der sicheren
|dentifizierung aller relevanten Daten
auf angelieferten Bauteilrollen ist

vielfaltig. Haufig sind neben dem
Herstelleretikett mehrere unter-
schiedliche Etiketten auf den Mate-

rialgebinden vorhanden (Herstel-
ler-Label, ggf. Distributoren-Label
und weitere Etiketten).Die Daten
fir das Warenwirtschaftssystem
sowie die fir das Traceabilty rele-
vanten Daten sind dazu noch her-
stellerabhangig in unterschied-
licher Form auf den Etiketten auf-
gebracht (Barcode, Datamatix Code
und Klartext). Diese Informationen
mussen schnell und sicher erfasst
werden kénnen.

Die Firma Modi bietet hierzu mit
ihrem Wareneingangsscanner eine
sichere und komfortable Lésung.

In der Regel werden bis heute
im Wareneingang die relevanten
Daten sowohl fiir den Abgleich im
Warenwirtschaftssystem als auch
fur die Ruckverfolgbarkeit manuell
von den Etiketten erfasst.

Dieser manuelle Prozess ist
sehr aufwandig und fehleranfal-
lig. Die Gefahr von Bauteilver-
wechselungen durch Fehleinga-

Verpacken/Kennzeichnen/ldentifizieren cassssssssssssssss—

ben ist extrem hoch. Mit dem Modi-
Wareneingangssystem werden alle
codierten Label-Inhalte auf Bauteil-
rollen, Trays, Schachteln, Drypacks
oder Schiittgutkartons in einem
Arbeitsschritt (Scan) erfasst und
richtig entschlusselt.

Die Festlegung, welche Infor-
mationen fiir das Traceability und
welche fiir das Warenwirtschafts-
system relevant sind, erfolgt kun-
denseitig. Ebenso kann der Kunde
eigene Label mit den selbst festge-
legten Daten frei konfigurieren. Ein
Datenaustausch mit dem Waren-
wirtschaftssystem, dem Lager- oder
MES-System erfolgt tber die optio-
nalen Schnittstellen. In einer Trace-
ability-Datenbank werden zusétzlich
alle Bilder und gelesenen Informa-
tion zur spateren Rickverfolgbar-
keit abgespeichert.

» Modi GmbH
www.modi-gmbh.de
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Design-Herausforderung Multi-PC -
ein interaktives Steuergerat fiir die Polizei
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Tonfunk GmbH
www.tonfunk.de

Brandenburg setzt als erstes
Bundesland den interaktiven Opel
Zafira Tourer in der Polizeiarbeit
ein. Die 28 neuen Polizeifahrzeuge
sind iiber eine Computer- und Funk-
ausstattung mit der Leitstelle ver-
bunden und ermdglichen eine per-
manente Kommunikation mit dem
diensthabenden Team. Die Leitstelle
ubermittelt Einsatzorte elektronisch,
die Beamten im Fahrzeug werden
vom Navi direkt an den Einsatzort
gelotst. Uber das System kdnnen
sich die Polizisten einen Uberblick
Uber die Standorte weiterer Kolle-
gen verschaffen. Nerzwerkkame-
ras an Front und Heck des Autos
dokumentieren Anhalte- und Kon-
trollvorgénge. Die Leitzentrale kann
bei Bedarf auf die Livebilder zugrei-
fen. Zuséatzlich lassen sich die Son-
dersignalanlage und die Funkgerate
uber einen Touchscreen bedienen.

Die Tonfunk-Gruppe

steht fir Innovationen und eine
lange Tradition. Sie hat sich als ext-
rem leistungsfahiger und hochflexib-
ler Anbieter elektronischer Baugrup-
pen, Gerate und Systeme im Markt
fir Electronic Manufacturing Servi-
ces (EMS) etabliert. Seit vielen Jah-
ren vertrauen namenhafte Kunden
auf die Beratung der Tonfunk. Als
Systemanbieter fiir Originalausriis-
tungshersteller entwickelt das Unter-

nehmen aus Ideen Produkte bis zur
Serienreife und fertigen diese iber
den gesamten Produktlebenszyklus.
Eine hoch motivierte Belegschaft
von etwa 420 Mitarbeitern sowie
modernste Maschinen sorgen dafir,
dass die Kunden sich erfolgreich in
ihrem Mark behaupten konnen.

Tonfunk Systementwicklung und
Service GmbH ist eine Entwicklungs-
gesellschaft innerhalb der Tonfunk
Gruppe. Mit ihren Mitarbeitern bie-
tet sie vom Standort Falkenstein/
Harz Entwicklungsdienstleistungen
fir Hardware und Software an.
Ebenso entwickelt, produziert und
vermarktet sie eigene Produkte aus
den Bereichen, Datenerfassung und
Kommunikation, Payment-Bereich
und Datenkommunikation.

Der Multi-PC

ist ein E1 zugelassenes Geréat zur
Datenkommunikationen in Sonder-
fahrzeugen. Die Konstruktion des
Systems und das Design des PCB-
Boards sollten so einfach wie mdg-
lich gehalten werden. Es mussten
alle Anforderungen zur Verwen-
dung im Fahrzeug erfiillt werden.
Es handelte sich um eine sehr kom-
plexe Entwicklungsleistung. Robuste
aber praktische Gehausetechnik mit
hochentwickelter Elektronik wur-
den in einem minimalen Bauraum
von 215x123x41 mm realisiert. Die

Dienstleister asssssSSSSSSEEEEEEEEEE————

gesamte Elektronik wurde als Ein-
zel-PCB ausgefiihrt.

EMV-gerechte Integration

aller Komponenten wie PCBA,
LTE, WLAN, Bluetooth, GPS fiir
entsprechende Datenverbindungen
und die Aufbereitung und Ausgabe
verschiedener Video-Signalstan-
dards, gesteuert durch einen inte-
grierten Tegra 1 GHz Industrierech-
nermodul und zusatzlichen 64 GB
SD Speicher auf dem PCB-Board
des Multifunktions-PCs.

HF-technische Anbindung der
zugehdrigen Antennentechnik in
den verwendeten Hochfrequenz-
bereichen sind ebenfalls markante
Merkmale des Multifunktions-PC.

Die Entwicklung der dazugehdri-
gen Kameratechnik und einer funk-
tionalen Displayeinheit mit gleichem
Herausforderungsgrad in kurzer
Uberleitungszeit zur Serienreife
machten dieses Projekt zu einem
der herausforderndsten Entwick-
lungsaufgaben fir das Jahr 2016.

Dabei Stand die 6konomische als
auch technische Machbarkeit, bei
maglichst kleinem Formfaktor des
Systems im Vordergrund.

Das Multifunktions-PC-Board,
wurde auf Grund des geringen
Formfaktors und der iiber 800 zu
platzierenden Bauteile und Module,
auf einem 8-Layer-PCB mit zwei-
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seitiger Bestuickungsmdglichkeit als
HDI-PCB konstruiert.

Dies war durch die vielfaltigen
Funktionen und Bauteilformen des
Design unumganglich. FBGA- und
BGA-Technologien forderten De-
signregeln von minimalen Abstéan-
den und VIA-Strukturen, die trotzdem

Erfolgreiches Schutzbeschichten erfordert enge Zusammenarbeit
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eine kostenglinstige Herstellung des
PCB-Boards auf FR4 Basismaterial
in entsprechender Klasse und Ver-
wendungseigenschaft ermdglichten.

Nicht unerheblich war die Fin-
dung von Ldsungen des kapaziti-
ven Konzeptes zur Sicherung der
notwendigen EMV-Eigenschaften.

Wer komplette elektronische Baugrup-
pen durch Lackierung oder Verguss fiir den
hoheren Einsatzzweck versiegelt, kennt
zwangslaufig auch die damit verbundenen
Schwierigkeiten und Probleme. Verlackte
Stecker und Buchsen, Stoffhaftungs- und
benetzungsstérungen, ungeplante Mehr-
kosten durch erforderliche Abdichtarbeiten
und so weiter. Dass dies nicht so sein muss,
beweist der Lohnbeschichter KC-Produkte
GmbH. Allerdings miissen dazu die Weichen
richtig und friih gestellt werden, und zum
Beispiel muss das Layout an die Beschich-

tung angepasst werden.

Mit Serienstand des Multifunk-
tions-PCs konnte, trotz einer hohen
Anzahl an Input/Output-Connec-
toren, Anzeigeelementen und fle-
xiblen Speicherkartenaufnahmen
incl. Gehause, ein Formfaktor von
215x123x40 mm erreicht werden.
Diese Eigenschaft schatzen die

len und automatisierten Spriihen Stream-
Coat beziehungsweise Jetting Uber selek-
tive Tauchverfahren (Milli-Coat) bis hin zur
Spritzlackierung und Handpinseln. Je nach
Anforderungen, Stoff und Stlickzahl kann
so das optimale Lackierverfahren gewahlt
werden. Im Verguss ist man nicht schlech-
ter aufgestellt. Ob Gehéuse- oder Formver-
guss, Polyurethan, Silkon oder Schmelz-
harz - inklusive Montagetétigkeiten und
Testerfahrung ist alles maglich.

GeprUft wird meist nach den allgemei-
nen IPC-Standards, wobei auch hier der
Kunde die Tiefe und Schérfe festlegt. Eine

Kunden sehr, da insbesondere in
Sonderfahrzeugen der Platz sehr
limitiert ist.

Die Tonfunk Systementwicklung
und Service GmbH benutzte als
empfohlener Flow CAD Dienstleister
fur diese Aufgabe den Allegro PCB
Editor in der Performance Option.
Die hier zur Verfligung stehenden
Funktionen des Constraint Mana-
ger der Anwendungsmaglichkeit der
Designregeln und deren Kontrolle
wurden im vollen Umfang genutzt.
Ein wesentlicher Vorteil ist dabei der
hohe Erfahrungsschatz der Ingeni-
eure und die Mdglichkeit EMV-Mes-
sungen in einer eigenen GETEM-
Zelle durchzuflihren. Dariber hin-
aus konnte auf ein sehr gutes, moti-
viertes Team der Tonfunk GmbH als
EMS Dienstleister zuriickgegriffen
werden. Die Tonfunk GmbH verfiigt
Uber modernste Fertigungsmaschi-
nen und ein hoch motiviertes Team
als auch Uber ein super ausgestat-
tetes Mess- und Prftechnikzent-
rum. So konnten auch bei engen
Terminstellungen die Muster immer
Termingerecht als auch qualitatssi-
cher hergestellt werden. <

Erfahrungsgemal werden aber die mei-
sten Projekte eher angefragt, wenn das Kind
sprichwortlich schon in den Brunnen gefal-
len ist. Daher bieten die Produktberater der
KC-Produkte die umfassende Besprechung
bereits wahrend der Entwicklungsphase an.
Zuerst beleuchten sie die Anwendung und
deren spezifische Anforderungen. Es wird
zum Beispiel auch Uber eine Bemusterung
mit Oberflachenanalyse geklart, ob eine
nasschemische Reinigung vor der Beschich-
tung erforderlich ist, oder nicht. Auch wird die
Frage besprochen, welche Art der Beschich-
tung (Fluorpolymer, Dinnschichtlack, Dick-

schichtlack oder Verguss) und welche Mate-
rialien dazu nétig sind.

Bei KC kann man auf einen sehr umfang-
reichen Pool an permanent eingesetzten Stan-
dardstoffen zuriickgreifen, wenn kein bereits
ausgewahltes Material vorgeschrieben ist.
Bei der Bemusterung sind so kaum Grenzen
des Ausprobierens gesetzt. Und diese lauft
dank des hausinternen Vorrichtungsbaus sehr
rasch und bereits unter Serienbedingungen ab.

In der branchen- und mengenunabhangigen
Lohnbeschichtung von KC stehen dem Kunden
seit iber 40 Jahren alle modernen Beschich-
tungsmethoden zur Verfiigung — vom schnel-

geschlossene ESD-Schutzkette und regel-
maRig geschultes Personal sind die Grund-
voraussetzung flir die sorgsame Behandlung
der Kundenbaugruppen.

Fazit: Durch rechtzeitige Planung und
Projektevaluierung der Beschichtung kén-
nen Prozesse in der Serienumsetzung ver-
einfacht und konstant gehalten werden. Die
geplanten Kosten werden eingehalten und
eingangs erwahnte Korrektivmalnahmen
werden nicht erforderlich.

» KC-Produkte GmbH
www.conformalcoating.de
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25 Jahre IPTE Factory Automation

IPTE Factory Automation, einer
der weltweit filhrenden Lieferanten
von Automatisierungslésungen
fur die Elektronik- und Mechanik-
Industrie feiert 2017 sein 25 jah-
riges Firmenjubildum.

1992 als kleiner Fertigungsbe-
trieb gegriindet, entwickelte sich
IPTE zu einem international aner-
kannten Lieferanten fir modernste
Automatisierungslésungen.

,Wir haben dieses Ziel durch
das grofle Engagement und die

harte Arbeit unserer Mitarbei-
ter und unsere Kultur der Kun-
denorientierung, die im gesam-
ten Unternehmen gelebt wird,
erreicht. Wir engagieren uns seit
25 Jahren in der Produktinnova-
tion und der Produktionseffizi-
enz, um unseren Kunden Auto-
matisierungsprodukte und -ser-
vice von hochster Qualitat zu lie-
fern. In 2017 werden wir unseren
Blick darauf richten, von wo wir
gestartet sind, was wir erreicht
haben und auf unsere Plane fiir

die Zukunft*, so Vladimir Dobosch,
CEO IPTE.

Sowohl IPTE Produkte als auch
Produktionseinrichtungen werden
regelmafig modernisiert, um Kun-
den Spitzentechnologien, inno-
vatives Engineering und Design
Know-how in der Elektronik- und
Mechanik-Industrie zu bieten.

Uber IPTE:

IPTE ist ein weltweiter Anbie-
ter von automatisierten Produkti-
onsanlagen fir die Elektronik und

Mechanik-Industrie und einer der
Marktflhrer in diesem Segment.
Das Unternehmen entwickelt Stan-
dard-Maschinen und schlissel-
fertige Automatisierungssysteme
aller Art fir die Produktion, Pri-
fung und Bearbeitung von Leiter-
platten und Baugruppen sowie
kompletter Produkte.

IPTE ist vor Ort prasent in Bel-
gien, China, Deutschland, Est-
land, Frankreich, Mexiko, Portu-
gal, Rumanien und Spanien. Der
Hauptsitz von IPTE ist in Genk,
Belgien. Das dynamische Unter-
nehmen ist in den letzten Jahren
schnell gewachsen.

Die Kundenliste der IPTE
umfasst Unternehmen wie Auto-
liv, Bosch, Cerler, Continental, IMI,
Kimball, Lear, Leoni, Mahle, MSL
Circuit, Sensata, Tente, Valeo,
Visteon und ZF-TRW.

IPTE Factory Automation * Geleenlaan 5 » 3600 Genk Belgium

Tel.: +32 89-623-000 * Fax: +32 89-623-010
info@ipte.com * www.ipte.com

High Q Electronic Service zieht positive Bilanz

Der Miinchner EMS-Dienstleister
High Q Electronic Service startete
vor knapp drei Jahren den Umbau
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seiner Lotprozesse und investierte
in ein Dampfphasensystem. Bis zu
diesem Zeitpunkt fokussierte sich
High Q auf das Reflowl6ten.

2014 lieferte die Asscon System-
technik-Elektronik GmbH die
Dampfphase VP1000-66 an High Q
aus. Durch den universell einsetz-
baren Werkstlcktrager I&sst sich
die VP1000-66 ideal fir Klein- und
Mittelserien einsetzen. High Q ist
als Zulieferer fir viele unterschied-
liche Industriezweige tatig. Dabei

werden haufig auch hohe Bau-
teile verarbeitet, zum Teil auf eng
bestlickten Leiterplatten.

Ein weiterer Grund, der die Ent-
scheidung fiir die Dampfphase
beeinflusste, waren die komplexen
Einstellungen bei der Erstellung des
Létprofils beim Reflow-Léten. Die
VP1000-66 ist mit einer bediener-
freundlichen Software ausgestat-
tet, die eine stabilen und schnelle
Prozesseinrichtung ermdglicht. So
kénnen die Temperaturverlaufe in

der Vorwarmphase detailliert ein-
gestellt werden. Alle weiteren Pro-
zessparameter kénnen auf das
Produkt abgestimmt und ebenfalls
gespeichert werden. Abgeschlos-
sene Lotprozesse werden automa-
tisch erkannt.

» High Q Electronic Service
GmbH
kontakt@highq-electronic.de
www.highg-electronic.de
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Paclech

member of nagase group

Solder Ball Attach & Reballing

Equipment Manufacturing & Subcontracting Services

SB3-Jet

Solder Jetting for Wafer
Level, Single Chip, BGA,
PCB, MEMS, Camera Module,
HDD (HGA, HSA, Hook-Up)

» Solder Balls: 40pm - 760um

* Fluxless

* Modes of operation: manual,
semi-automatic & automatic

SB*-M

Solder Rework & Reballing for
CSP, BGA, LGA and cLCC

e Solder Balls: 150pum - 760um

* Solder Ball Rework: selective
or full area

* Modes of operation: manual &
semi-automatic

PacTech - Packaging Technologies GmbH
Am Schlangenhorst 15-17, 14641 Nauen, Germany

PacTech USA Inc.
328 Martin Avenue, Santa Clara, CA 95050, USA

www.pactech.de

PacTech Asia Sdn. Bhd.

No 14, Medan Bayan Lepas, Technoplex, Phase 4
Bayan Lepas Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas,
Penang, Malaysia

Contact us at sales@pactech.de

1ISO 9001
ISO TS 16949
1ISO 14001




